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)Thermisches Auftragsverfahren fur dunne keramische Schichten und Vorrlchtung zum Auftragen 

) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten 
eines Grundkorpers mit einer plasmagespritzten Sehicht 
mittels eines im Plasma aufgeschmolzenen Spritzpuivers, 
be! dem das Spritzpulver Qber Pulverzufuhrungen im Bereich 
der Neutrode/Neutroden, im Bereich der Anode/Anoden 
Oder dazwischen in einen Kanal eines PlasmaspritzgerSta 
eingebracht wird, bei dem mindestens ein Uchtbogen eine 
Lange von mindestens 20 mm mindestens zeitweilig auf- 
weist und bei dem der Grundkorper ein sogenanntes 
Endlosband ist Oder ein groSflichiges Format von minde- 
stens 0,005 m 2 . Die Erfindung betrifft femer eine Vorrlchtung 
zum Beschichten eines Grundkorpers, die mehrere Plasma* 
spritzgerate und mindestens eine Urmschutzkabine enthSIt 
bei der die Plasma spritzgerate jeweils mindestens eine 
Neutrode und mindestens eine Anode zur Erzeugung eines 
Lichtbogens von mindestens 20 mm Linge und zur Erhitzung 
eines Spritzpuivers aufweisen, bei der das Spritzpulver im 
Bereich der Anode/Anoden oder/und im Bereich der Neutro- 
de/Neutroden oder/und dazwischen zugefOhrt wird und bei 
der die Vorrichtung eine Einrichtung zum Mikroaufrauhen 
das Grundkorpers enth§lt die eine Einrichtung zur mocha nf- 
schen, physikalischsn oder strahlenden Mikroaufrauhung ist 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Beschichten 
eines Grundkorpers mit einer plasmagespritzten 
Schicht mittels eines im Plasma aufgeschmolzenen 
Spritzpulvers, eine Vorrichtung, die mehrere Plasma- 
spritzgerate und mindestens eine Larmschutzkabine 
enthait, sowie die Verwendung des beschichteten 
Grundkorpers. 

Zur Auftragung von keraraischen Schichten sind Plas- 
maspritzverfahren bekannt, bei denen Plasmaspritzge- 
rate mit einem instationaren Kurzlichtbogen verwendet 
werden. Der Lichtbogen arbeitet hierbei oszillierend 
mit beispielsweise etwa 2000 Hz und kann FuBpunkte in 
einem Abstand von der Kathode in der Grofienordnung 
von etwa 10 mm und 40 mm bilden. Ein auf diese Weise 
erzeugter heiBer Gasstrahl wird zur additiven Aufbrin- 
gung von pulverfdrmigen Materialien auf Grundkdr- 
pern ira Sinne einer mechanischen Verklammerung be- 
nutzt Die Verfahren werden zum grdBten Teil zur Be- 
schichtung von Einzelstucken, die z.T. auch gebiindelt 
vorliegen kdnnen, sowohl in der Einzel-, als auch in der 
Serienfertigung eingesetzt Ferner ist aus DE- 
A-4315813 und DE-A-4210900 bekannt, daB die 
Grundkdrper als rotationssymmetrische oder auch als 
ebene Flachen mit Bewegungseinrichtungen wie z. B. 
Roboter gleichmaBig mit Schichten von > 50 urn be- 
schichtet werden kdnnen. Desweiteren ist aus DE- 
A-42 10 900 bekannt, daB die Warmeeinwirkung beson- 
ders bei dunnen oder von der Masse kleinen Grundkdr- 
pern durch Kflhlung mit Druckluft oder flQssigem Koh- 
lendioxid zur Vermeidung von Form- und Gefugeande- 
rungen des Grundkdrpers kompensiert werden muB. 

DE-C2-41 05 407, DE-C1-41 05 408 und DE- 
GM 92 15 133 lehren Plasmaspritzgerate, die mehrere 
Kathoden, mehrere Neutroden und eine ringfdrmige 
Anode aufweisen kdnnen. EP-A-0596 830 beschreibt 
ein Plasmaspritzgerat, bei dem das Spritzpulver entwe- 
der axial durch die Kathode oder durch eine vor der 
Anode angebrachte Halterung in den Gasstrahl einge- 
bracht wird; hierbei wurde das Spritzpulver u. a. hinter 
der Anode in den Gasstrahl eingebracht DE- 
A-43 44 692 lehrt ein Verfahren zur Aufrauhung von 
Grundkdrpern. 

Aus WO 94/05507 ist ein thermisches Verfahren zur 
Beschichtung von dunnen Folien mit oxidischen Schich- 
ten durch Plasmaspritzen in Schichtdicken von etwa < 
20 um bekannt Es sind dies Schichten aus oxidischen 
Werkstoffen, die zum Zwecke der Hydrophilierung auf 
dunne Grundkdrper aus Metallen, Kunststoffen oder 
auf Papier enthaltende Materialien fur Offsetdruckplat- 
ten aufgetragen werden. 

Dieses Verfahren laBt sich jedoch in der Praxis zur 
Beschichtung von dunnen Folien nur schwer realisierea 
Bedingt durch die Verwendung des in Beispiel 1 in 
WO 94/05507 aufgefuhrten Plasmaspritzgerats, das mit 
einem instationaren Kurzlichtbogen arbeitet, wird bei 
diesem Verfahren eine erhebliche elektrische Energie 
zur Erzeugung des heiBen Piasmagasstrahls eingesetzt, 
die wiederum zu einem erheblichen Teil als Warme an 
den Grundkdrper abgegeben wird. Die bei diesem Ver- 
fahren ubliche zusatzliche Verwendung von besonders 
warmeleitfahigen Plasmagasen wie Wasserstoff und/ 
oder Stickstoff unterstQtzt diesen ProzeB. In der Folge 
muB diese Warme, um die Ebenheitsabweichung des 
Grundkdrpers zu minimieren oder die mechanische Fe- 
stigkeit zu bewahren, durch KGhlung mit erheblichem 
Aufwand abgeftihrt werden. Bei mehreren herkdmmli- 
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chen Plasmaspritzgeraten ist es kaum mogHch, die War- 
me ausreichend abzuleiten. Insbesondere bei der Her- 
stellung besonders dilnner Schichten ist der mit instatio- 
naren Plasmaspritzgeraten verknupfte schwankende 
5 Energie- und damit Materialauftrag kritisch. 

Ein weiterer Nachtdl dieses Verfahrens ist darin zu 
sehen, daB bei einem intensiven Aufschmelzen von Ke- 
ramikpulver, das besonders bei der Herstellung von 
dQnnen Schichten gefordert ist, durch eine punktuelle 
io Plasmastrahlaufbringung eine relativ kleine Flache von 
z. B. etwa 12 mm Durchmesser belegt wird Dies fuhrt 
zwangslaufig bei einer Fiachenbeschichtung zur Ver- 
wendung von sehr vielen Plasmaspritzgeraten oder von 
komplizierten mechanischen Bewegungseinrichtungen, 
is die das Verfahren aufgrund der ErschQtterungen und 
hohen Temperaturbelastung unsicher gestaltea 

Ferner ist ein weiterer Nachteil dieses Verfahrens 
darin zu sehen, daB die Larmemission sehr hoch ist So 
werden z. B. bei dem Betrieb von mehreren Plasma- 
20 spritzgeraten nach dem Stand der Technik mit der Zahl 
der Gerate ansteigend nach DIN 45 630 und DIN 45 635 
Larmpegel von etwa 120 bis zu 140 dB (A) gemessen. 
Ein Schallschutz kann hierbei nur ungenugend reaiisiert 
werden, da die Beschichtungsanlage zweckmaBigerwei- 
25 se fur eine kontmuierHcheZu-bzw.Abfuhr des vorzugs- 
weise bandformigen Grundkorpers moglichst Offnun- 
gen haben sollte. Ein Betreten der Anlage selbst zu kur- 
zen Wartungszwecken wahrend des Betriebs ist in die- 
sem Fall nicht zulassig, so daB zwangslaufig Betriebsun- 
30 terbrechungen zum Betreten der Anlage erforderlich 
sind. 

Aus DE-AS-23 48 717 ist ein weiteres Verfahren zur 
thermischen Beschichtung von flachenfdrmigen Folien 
nach dem Piasmaspritzverfahren zur Verwendung der 
35 beschichteten Korper als Feuchtmittelfuhrungen bei 
Druckplatten bekannt Es sind Schichten aus pulverfdr- 
nugen Werkstoffen aus schwer oder unloslichen Carbo- 
naten, Silikaten oder Quarz, die eine relativ grobe Ober- 
flachenstruktur ergeben. Dieses Verfahren hat neben 
40 den bereits in WO 94/05507 geschilderten Nachteilen 
den zusatzlichen Nachteil, daB diese Schichten ober- 
fiachlich mechanisch bearbeitet werden mussen, um mit 
feiner Oberflachentopographie eingesetzt werden zu 
kdnnen. 

as Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein effi- 
zientes, serienfahiges Beschichtungsverfahren vorzu- 
schlagen zur kontinuierlichen gleichmaBigen thermi- 
schen Aufbringung von Schichten auf Grundkdrpern 
grdBerer Flache, mit dem die unterschiedlichsten 
50 Grundkdrper aus metallischen oder organischen Werk- 
stoffen oder Verbundkorpern wie z. R Kunststoffme- 
tallkompositen besdiichtet werden kdnnen. Ferner ist 
es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein thermisches 
Beschichtungsverfahren vorzuschlagen, mit dem wahl- 
55 weise dunne und dicke Schichten aufgebracht werden 
kdnnen und bei dem der Grundkdrper im Bedarfsfall 
von der Plasmaspritzschicht abgeldst oder abgetragen 
werden kann. AuBerdem ist es Aufgabe der vorliegen- 
den Erfindung, eine fur diese Beschichtungsverfahren 
60 geeignete Vorrichtung vorzuschlagen. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Ver- 
fahren zum Beschichten eines Grundkorpers mit einer 
plasmagespritzten Schicht mittels eines im Plasma auf- 
geschmolzenen Spritzpulvers geldst, bei dem das Spritz- 
65 pulver uber PulverzufOhrungen im Bereich der Neutro- 
de/Neutroden, im Bereich der Anode/Anoden oder da- 
zwischen in einen Kanal eines Plasmaspritzgerats einge- 
bracht wird, bei dem mindestens ein Lichtbogen eine 
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Lange von mindestens 20 mm mindestens zeitweilig auf- 
weist und bei dem der Grundkdrper ein sogenanntes 
Endlosband ist oder ein grofiflachiges Format von min- 
destens 0,005 m 2 . Die Aufgabe wird ferner erfindungs- 
gemaB durch eine Vorrichtung zum Beschichten eines 
Grundkdrpers geldst, die mehrere Plasmaspritzgerate 
und mindestens eine Larmschutzkabine enthalt, bei der 
die Plasmaspritzgerate jeweils mindestens eine Neutro- 
de und mindestens eine Anode zur Erzeugung eines 
Lichtbogens von mindestens 20 mm Lange und zur Er- 
hitzung eines Spritzpulvers aufweisen, bei der das 
Spritzpulver im Bereich der Anode/Anoden oder/und 
im Bereich der Neutrode/Neutroden oder/und dazwi- 
schen zugefuhrt wird und bei der die Vorrichtung eine 
Einrichtung zum Mikroaufrauhen des Grundkdrpers 
enthalt, die eine Einrichtung zur mechanischen, physika- 
lischen oder strahienden Mikroauf rauhung ist 

Das erfindungsgemSB eingesetzte Piasmaspritzgerat 
kann mit mehr als einer Kathode, mit mindestens einer 
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bar dem Lichtbogen und der Piasmahhze ausgesetzt 
sind, wie den Neutroden oder zwischen den Neutroden. 
Daher wird nicht nur der an den freien Plasm astrahl 
gebundene Energieanteil zum Aufschmelzen des Spritz- 
materials genutzt Pulveranschmelzungen an der Ano- 
denwand, die insbesondere bei f einkdrnigem Pulver auf- 
treten und zu ca. 500 bis 2000 um groBen Tropfen fQh- 
ren kdnnen, werden hierdurch und durch eine geeignete 
Brennerkonstruktion weitgehend oder ganzlich vermie- 
den. 

FQr ein Verfahren zum Betreiben eines solchen Plas- 
maspritzgerates kann es wesentlich sein, daS der Licht- 
bogen bzw. die Lichtbdgen stationar oder nahezu statio- 
nar betrieben werden. Das instationare Verhalten au- 
fiert sich bei konstanter Stromstarke in hochfrequenten 
Spannungsschwankungen und so mit auch in Leistungs- 
und Plasmahitzeschwankungen, so daB sich die auf diese 
Weise erzeugten Spritzschichten durch einen merklich 
erhdhten Anteil an nicht aufgeschmolzenen Partikeln 



Neutrode und mit mindestens einer Anode ausgestattet 20 und ein inhomogeneres Gefflge bemerkbar machen. 



sein zur Erzeugung eines Lichtbogens von mindestens 
20 mm Lange und zur Erhitzung eines Spritzpulvers, 
wobei das Spritzpulver im Bereich der Anode/Anoden 
oder/und im Bereich der Neutrode/Neutroden oder/ 
und dazwischen zugefuhrt werden kann. Vorzugsweise 
weist es mindestens drei Kathoden oder/und drei An- 
oden auf. Es kann auch mit mindestens einer ringfdrmig 
ausgebildeten Kathode versehen sein. Die Kathode 
bzw. die Kathoden kdnnen mittig auf der Langsachse 



Mit einem solchen Verfahren zum Betreiben eines 
Plasmaspritzgerates ist es mdglich, dafl zum Beschich- 
ten eines Quadratmeters eines Grundkdrpers mit einer 
Aluminiumoxid-reichen Schicht in der GrdBenordnung 
25 von etwa 1 \im Schichtdicke im kontinuierlichen Betrieb 
eine eiektrische Energie von nicht mehr als 0,6 kWh 
bendtigt wird, vorzugsweise nicht mehr als 0,4 kWh, be- 
sonders bevorzugt nicht mehr als 0,2 kWL Diese Ver- 
brauchswerte gelten auch fur eine Schichtdicke bis zu 



des Piasmagerlts oder in Form eines Ringes, ovalen 30 10 um pro jim dieser Schicht Mit diesem Verfahren 



Ringes oder Polygons bevorzugt symmetrisch zur 
Langsachse angeordnet sein und aus einem oder mehre- 
ren Elementen wie z. B. Segmenten bestehen, vor allem 
bei Mehrkathodenplasmaspritzgeraten. Auch die An- 
ode bzw. die Anoden kdnnen aus einem oder mehreren 
Elementen bestehen, letzteres bevorzugt bei Mehrka- 
thodenplasmaspritzgeraten. Die Anode bzw. die Ele- 
mente der Anoden kdnnen auch in Form eines Ringes, 
ovalen oder andersartig verfonnten Ringes bzw. Poly- 
gons angeordnet sein. Zwischen Kathode/Kathoden 
und Anode/Anoden kdnnen ein oder mehrere Neutro- 
den positioniert sein, insbesondere mindestens drei 
Neutroden, vor allem, um den Lichtbogen zu verlan- 
gern. Lichtbdgen, die kGrzer als 20 mm sind, werden als 



gelingt es, zum groBflachigen Beschichten eines Grund- 
kdrpers im kontinuierlichen Betrieb den Larm des ein- 
zelnen Plasmaspritzgerats auf nicht mehr als 1 10 dB (A), 
vorzugsweise nicht mehr als 95 dB (A), besonders be- 
35 vorzugt nicht mehr als 85 dB (A) zu halten. Der be- 
schichtete Grundkdrper kann im Gasstrahl gekQhlt wer- 
den. Die Temperaturbelastung kann soweit gesenkt 
werden, daB die Rfickseite des Grundkdrpers beim kon- 
tinuierlichen Beschichten mit einer Temperatur von 
40 nicht mehr als 200° C, vorzugsweise nicht mehr als 
180° C, besonders bevorzugt nicht mehr als 160°C bela- 
stet wird. 

Fur den Betrieb eines Plasmaspritzgerates fur das er- 



findungsgemaBe Verfahren zum Beschichten — z. B. mit 

Kurzlichtbogen bezeichnet Ein Lichtbogen von mehr 45 einem Triplex-Brenner 0 der Sulzer Metco AG — wird 

als 30 mm Lange ist zu bevorzugen. nur eine Leistung von etwa 12 bis 20 kW, hdchstens bis 

Das Piasmaspritzgerat kann einen Querschnitt des 25 kW bendtigt Im Fafle einer Leistungsaufnahme von 

vom Innendurchmesser/von Innendurchmessern der insgesamt etwa 16 kW werden in der GrdBenordnung 

Neutrode/Neutroden oder/und der Anode/Anoden ge- von 2$ kW von der Plasmaspritzschicht, vom Grund- 

bildeten Kanals aufweisen in kreisfdrmiger, polygonaler 50 kdrper und von der Behandlungswalze, werden etwa 



oder annahernd kreisfdrmiger bis polygonaler Ausbil 
dung. Der durch den Innendurchmesser der Neutroden 
gebildete Kanal kann einen Durchmesser von minde- 
stens 5 mm aufweisen, vorzugsweise von 10 bis 15 mm. 
Er kann sich konisch oder annahernd konisch in Strahl- 
richtung aufweiten. 

Das ZufOhren des Pulvers kann in den Anoden, zwi- 
schen den Anoden, vor oder als Teilmenge auch hinter 
den Anoden erfolgen. Die Pulverzufuhrungen kdnnen in 
einem Winkel von +70° bis -30° bezogen auf die 
Senkrechten zur Langsachse des Plasmaspritzgerates in 
den Ebenen aus den Senkrechten und der Langsachse 
angeordnet sein, wobei die Winkelauslenkung um + 70° 
in Richtung auf die Kathode weist Sie kdnnen mittig auf 



8 kW vom Kilhlwasser des Brenners und werden etwa 
5,5 kW von Gasen/Luft aufgenommen. Eine Absaugein- 
richtung transportiert das heiBe Gas und die heiBe Luft 
mit etwa 80° C Temperatur weg. Der Grundkdrper er- 
55 fahrt bei geeigneter Auslegung der Bedingungen eine 
Behandlungstemperatur von nur etwa 160°C auf seiner 
Ruckseite. Das KQhlmedium der Behandlungswalze, 
vorzugsweise Wasser, strdmt mit einer Geschwindigkeit 
von beispielsweise 2m/s. Der Betrieb eines solchen 
60 Plasmaspritzgerates verursacht einen Larm in der Grd- 
Benordnung von 82 bis 85 dB (A), so daB 40 derartige 
Plasmaspritzgerate im Betrieb einen Larm von etwa 
100dB(A)erzeugen. 
Im Vergleich hierzu wird fQr den Betrieb eines kon- 



die FuBpunkte der Lichtbogen gerichtet sein. Das Zu- es ventionellen Plasmaspritzgerates, z. B. eines Brenners 

fuhren des Pulvers erfolgt vorzugsweise am thermisch vom Typ F4 der Sulzer Metco AG, eine Leistung von 

am starksten belasteten Teil des Plasmaspritzgerates, etwa 43 kW bendtigt, von denen etwa 22 kW vom KQhl- 

also im Bereich der Anode oder in Teilen, die unmittel- wasser des Plasmaspritzgerates, etwa 14,5 kW von Ga- 
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sen/Luft und etwa SJ5 kW von der Plasmaspritzschicht, einrichtung 28 transportiert das heiBe Gas weg. Die 

vom Grundk6rper und von der Behandlungswalze auf- Behandlungswalze 6 wird mittels Kuhlmedium 8 ge- 

genommen werden. Eine Absaugeinrichtung transpor- kuhlt 

tiert das heiBe Gas, das eine Temperatur von etwa Fig. 3 gibt eine magliche Anordnung der verscniede- 
160°C aufweist weg. Der Grundkarper erfahrt hierbei, 5 nen Einrichtungen einer erfindungsgemaBen Vorrich- 
ohne Kuhlung der Behandlungsrolle, eine Behandlungs- tung zum Beschichten eines Grundkorpers wieder. Der 
temperatur von mindestens 300°C auf der Rfickseite. vom Grundkdrpervorrat 2 abgezogene Gnmdk6rper 1 
Der Betrieb eines solchen Piasmaspritzgerates verur- wird zuerst in mindestens einer Einrichtung zum Mikro- 
sacht einen Lirm in der GrdBenordnung von 120 dB (A), aufrauhen oder/und zum Aufbringen eines Haftvermitt- 
so daB 40 derartige Plasmaspritzgerate im Betrieb einen 10 lers behandeit und anschlieBend in einer Einrichtung 
Larm von etwa 135 dB (A) erzeugen. zum Reinigen I des Grundkorpers 1, insbesondere durch 
Mit einem solchen Verfahren zum Betreiben eines Abblasen, Absaugen oder/und Behandlung mit einem 
Piasmaspritzgerates ist es mdglich, den in einem einzel- flfissigen Reinigungsmittel und anschlieBender Trock- 
nen SchuB erzeugten Spritzfleck so zu gestalten, daB er nung insbesondere von Staub, Strahlkorn oder/und ab- 
einen effektiven Durchmesser der Partien, die dicker 15 getragenem Material befreit Danach wird der behan- 
sind ais die haibe Maximaldicke des Spritzflecks, von delte Grundkorper 1 in einer LSnnschutzkabine 4 mit 
fiber 25 mm, vorzugsweise von fiber 35 mm, besonders regelmaBig angeordneten Plasmaspritzgeraten 5 be- 
bevorzugt von Qber 45 mm aufweist Oblicherweise ver- schichtet Der plasmabeschichtete Grundkarper 1 1 wird 
grSBert sich der Spritzfleck bei Verwendung von mehr in einer Einrichtung zum Reinigen II von losen Parti- 
als einer Kathode in einem Plasmaspritzgerat im Ver- 20 keln, insbesondere Staub und freien Plasmapartikeln, 
gleich zum Plasmaspritzen mit einem Einkathodenbren- bevorzugt durch Abblasen oder Absaugen befreit In 
ner. Mit einem w Triplex-B^enne^ ,, der Sulzer Metco AG der Einrichtung zum Beschichten mit einem organi- 
konnen Spritzflecke erzielt werden, die aus drei teilwei- schen Material konnen organische Materialien wie bei- 
se fiberlagerten Einzelspritzflecken bestehen. spielsweise Pigmente, Schmiermittel oder Gemische aus 
Im folgenden wird die Erfindung anhand einer Aus- 25 Ldsungsmitteln mit polymeren Bindemitteln oder/und 
fuhrungsform fQr eine Vorrichtung zum Beschichten ei- Farbbildnern fur den zukflnftigen Einsatz z.B. als 
nes Grundkorpers entsprechend der Erfindung be- Druckplatte, als Katalysator, als VerschleiBschutz oder 
schrieben: als geschmierte Schutzschicht aufgebracht werden, ggf. 

Fig. 1 stellt beispielhaft einen Ausschnitt aus einer in mehreren aufeinanderfolgenden Einrichtungen. In 

Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdrpers dar. 30 der Einrichtung zum Beschichten mit einem anorgani- 

Ein Grundkorper 1 wird in Bewegungsrichtung X von schen Material konnen die anorganischen Materialien 

einem Grundkdrpervorrat 2 abgewickelt und hierbei wie Edelmetall, EdelmetaU-Verbindungen, sonstige ka- 

durch einen schlitzformigen EinlaB 3 in eine Lirm- talytische Materialien oder deren Vorstufen, anorgam- 

schutzkabine 4 gefOhrt Plasmaspritzgerite 5 stehen in sche Schmiermittel, Pigmente usw. fur den zukGnftxgen 

zwei Reihen in Richtung Z querzur Bewegungsrichtung 35 Einsatz z.B. als Katalysator oder geschmierte Schutz- 

X angeordnet oberhalb der Behandlungswalzen 6, uber schicht aufgebracht werden, ggf. in mehreren auf einan- 

die der Grundkarper 1 gefuhrt wird Die von den Plas- derfolgenden Einrichtungen. In der Einrichtung zum 

maspritzgeraten 5 entwickelte Hitze wird teilweise Formatieren und Konditionieren, die evtL auch aus 

durch das in Strdmungsrichtung 7 strdmende Kllhlmedi- mehreren einzelnen Einrichtungen bestehen kann, wer- 

um 8 des Kreislaufkuhlsystems 9 abgefOhrt Ober die 40 den ggf. die GrundkSrper von der Plasmaspntzschicht 

Plasmaspritzgerate 5 wird auf dem Grundkarper 1 eine entfernt, werden ggf. die plasmabeschichteten Grund- 

Plasmaspritzschicht 10 aufgetragen, die ab der ersten korper oder die vom Grundkarper befreiten Plasma- 

Reihe von Plasmaspritzgeraten 5 in einzelnen Streifen spritzschichten durch Pragen, Stanzen, Schneiden oder 

und ab der zweiten Reihe von Plasmaspritzgeraten 5 ahnliche Bearbeitungsverfahren auf ein individuelles 

vollflachig aufgetragen ist 11 stellt den plasmabeschich- 45 Format — z. B. mit einer spezifischen, meist vom Recht- 

teten Grundkarper dar. Ober weitere Walzen 12, die in eck abweichenden Form und ggf. mit Aussparungen - 

der Senkrechten einstellbar oder frei beweglich sind, gebracht, werden diese Karper ggf. rait anderen Ele- 

wird der Grundkarper gefuhrt und gespannt Der plas- menten z. B. durch Kleben oder SchweiBen gefugt oder/ 

mabeschichtete Grundkarper 11 wird durch einen Aus- und z. R durch Biegen oder Pressen geformt, z. B. ge- 

laB31ausderLarmschutzkabine4herausgef0hrt 50 krOmmt, um die Produkte fertigzustellen, bevor sie in 

Fig. 2 gibt einen Ausschnitt aus der erfindungsgema- die Einrichtung zum PrQfen und in die Einrichtung zum 

Ben Vorrichtung wieder; bei der ein Plasmaspritzgerat 5 Versenden gebracht werden. Die Reihenfolge der ein- 

uber einer von einem Kuhlmedium 8 durchflossenen zelnen ProzeBschritte bzw. Einrichtungen kann in ge- 

Behandlungswalze 6 angeordnet ist Das schematise* wissem Umfangvariieren;es konnen a U. einzelne Pro- 

dargestellte Plasmaspritzgerat 5 besteht unter anderem 55 zeBschritte bzw. Einrichtungen entfalien oder umge- 

ausememGehausemitIsolationseinrichtung20,mehre- kehrt zusatzliche ProzeBschritte bzw. Einrichtungen 

ren Kathoden 21, mehreren Neutroden 22 und der An- hinzugefQgt werdea ^ . o 

ode 23. Im Bereich der Anode 23 wird das Spritzpulver Fig. 4 stellt einen vergraBerten Querschnitt durch ei- 

aber die ZufQhrung 24 zugefOhrt Der fiber mehrere nen plasmabeschichteten und mit organischem Material 

Lichtbagen 25 erzeugte Plasmastrahl 26, der kontinuier- eo beschichteten Grundkarper 30 dar, der zu einer Druck- 

lich in den freien Plasmastrahl 26 fibergeht, wird im platte weiterverarbeitet wurde. Der mikrogerauhte 

Bereich des Kanals 27 ausgebildet Die im Plasmastrahl Grundkarper 31 wird von einer sehr dfinnen Piasma- 

und im freien Plasmastrahl 26 an- oder/und aufge- spritzschicht 10 mit einer Lage aus fladenfarmigen Ge- 

schmolzenen und in Richtung auf den Grundkarper 1 bilden 32 und aufsitzenden annahernd kugelfarnugen 
transportierten Spritzpulver bilden auf dem Grundkar- 65 Gebilden 33 uberlagert Die aus organischem Material 

per eine Plasmaspritzschicht 10 aus. Das Plasmaspritz- bestehende Beschichtung 34 ist im Einsatz z,B. als 
gerat verfilgt Qber AnschlOsse fQr elektrischen Strom, Druckplatte mit einem Muster der Beschichtung 34 ver- 
KfihlflQssigkeit Plasmagas und KQhlgas. Eine Absaug- sehen, bei denen die ausgesparten Bereiche 35 der Be- 
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schichtung 34 nut einer Wasserschicht 36 bedeckt sind. 

Fig. 5 gibt die Topographie von zwei mikrogerauhten 
Grundkdrpern 31, a und b, wieder, wie sie im Tast- 
schnittverfahren mit einem RauheitsmeBgerat und rait 
einem Tastnadelradius von 0,5 uxn uber eine Vieizahl 
von MeBlinien auf einer MeBfteche gemessen wurde. 
Probe a aus Aluminium weist eine Oberfiache auf, die 
nach einem herkommlichen Sandstrahlverfahren mit 
grdberem Strahlkorn aufgerauht wurde. Die Topogra- 
phie zeigt deutlich viele Vertiefungen, die von Verfor- 
mungen des Grundkarpers in der Oberflachen-nahen 
Schicht begleitet sind und zu Verzug gefilhrt haben. 
Probe b wurde dagegen mit sehr feinem Strahlkorn ge- 
strahlt und zeigt auf seiner Oberfiache eine grdBere 
Zahl an feinen Verklammerungsspitzen. Bei diesem 
Rauhungsverfahren konnten die Verformungen mini- 
miert werden, so dafi ein Verzug des Grundkdrpers na- 
hezu vermieden wurde. 
Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfuh- 



umoxid besonders geeignet sind. Vorzugsweise befin- 
den sich wenigstens l,5Gew.-% FQllstoffe in dem 
Kunststoff. Insbesondere die Kunststoffe kdnnen ferner 
mh einem zusatzlichen Haftvermittler wie z. B. Harz 
5 und/oder Metallfilmen versehen sein, der ggf. vor der 
Plasmabeschichtung aufgetragen wird. Da das Auftra- 
gen eines Haftvermittlers h&ufig eine mikroauf rauhende 
Wirkung mh sich bringt, kann die mikrogerauhte Ober- 
flfiche audi auf diesem Wege erzeugt werden, 
to Der Grundkdrper besitzt eine mikrogerauhte Ober- 
fiache, die vorzugsweise durch physikalische und/oder 
mechanische Trockenverfahren erzeugt wird, aber auch 
chemisch gewonnen werden kann. Die rauhe Oberfia- 
che hat eine Topographie, wie sie als Oberflachencha- 
15 rakter (Beuth-Kommentar Technische Oberflachen s , 
TeU 2: Oberflachenatlas, 1985) nach DIN 4761, Seite 101, 
"Aluminiumlegierungen", oder besonders bevorzugt, 
Seite 143, "Stein" definiert ist Die Rauheit gemessen als 
Mittenrauhwert Ra nach DIN 4768 betragt Qblicherwei- 



rungsformen der Erfindung dient im Zusammenhang 20 se weniger als 4 urn, vorzugsweise 0,2 bis 2 um, insbe- 



mit den Figuren der naheren Erlauterung. 

Als Grundkorper wird eine Metall-, Legierungs- oder 
Kunststoffolie bevorzugt von einer Rolle als sogenann- 
tes Endlosband, das Enden aufweisen kann, kontinuier- 
lich und mit gleichbleibender Geschwindigkeit abgewik* 
kelt oder als flachiges Format transportiert Der Grund- 
korper ist ein sogenanntes Endlosband — beispielswei- 
se mit einer Breite von 20, 40, 70, 120, 250, 400, 750, 1200 
oder 1800 mm Breite — oder ein groBflachiges Format 



sondere 0,3—1,2 urn, bezogen auf Mittelwerte aus je- 
weils lOMessungen. 

Der mikrogerauhte Grundkorper kann als solcher 
auch bereits in vorgef ertigter Form voriiegen. Der Rau- 
25 hungsvorgang kann z. B. durch ein mechanisches Ver- 
fahren wie einen Walz- oder/und PrSgevorgang, durch 
ein physikalisches Verfahren oder durch Druckstrahlen, 
Sandstrahlen oder Bursten vorgenommen worden sein. 
Unter physikalischen Mikroaufrauhmethoden sind u. a. 



von mindestens 0,005 m 2 , beispielsweise von 0,01, 0,05, 30 Koronaentiadungen, Kondensatorentladungen und 



0,15, 0,4, 0,8, 1,2 oder 3 ra 2 Flache. Der Grundkorper hat 
gewdhnlich eine Dicke von ^ 3 mm, meistens eine Dik- 
ke von ^ 2 mm, vorzugsweise von 0,1 bis 0,6 mm, be- 
sonders bevorzugt von 0,12 bis 0,35 mm, mit einer Ober- 
fiache, die nahezu frei von groben organischen oder/und 35 
anorganischen Rucks tanden, vor allem Sand und 
Schmutz, ist Im bevorzugten Oberflachenzustand ist sie 
annahernd frei von natflrlichen oder synthetischen 
Ruckstanden durch den Zieh- oder Walzvorgang und 
far einen besonders bevorzugten Zustand unterliegt sie 40 
einem zusatzlichen Entfettungsschritt 

Als Werkstoffe fflr den Grundkdrper kdnnen Metalle 
oder Legierungen, Kunststoffe, Fdiler-haltige Kunst- 
stoffe, papierhaltige Materialien, Verbundwerkstoffe 
oder als Kdrper auch VerbundkSrper, insbesondere 45 
Aluminium in einer Reinheit von etwa 99,5%, Alumini- 
umqualitaten von verminderter Reinheit, Aluminiumle- 
gierungen, kaschierte Aluminiumfolien Kupfer, Kupfer- 



Lichtbogenubertragungen zu verstehen, die ebenfalls in 
die Linienfertigung einbezogen werden kdnnen. Vor- 
teilhaft wird die erflndungsgemaBe Mikroaufrauhung 
jedoch in einem zusatzlichen Verfahrenschritt vor dem 
thennischen Beschichtungsvorgang durchgefuhrt, wie 
es beispielsweise in DE-A-43 44 692 beschrieben ist 

Sandstrahlverfahren sind in der Linienfertigung zur 
Mikroaufrauhung besonders geeignet In diesem Ver- 
fahrensschritt wird der Grundkorper bevorzugt auf ei- 
ner Behandlungsrolle, die als verschleiBbestandiger 
Kdrper mit einer flexiblen Gummiauflage versehen sein 
kann, formschiussig anliegend mechanisch so aufge- 
rauht, daB eine mikrorauhe Oberfiache entsteht, ohne 
den Grundkorper durch Verzug zu schadigen. 

Sandstrahlverfahren zum Entrosten, zum Entfernen 
von Lackschichten oder zum Verfestigen von Oberfla- 
chen sind zwar schon bekannt, es war aber uberra- 
schend, daB sich dunne Folien verzugsarm mit beson- 
ders gleichmaBigen mikrorauhen Oberflachentopogra- 



legierungen, Stable, Edel- oder veredelte Stable, papier- 
haltige Massen, Metall-haltige Verbundkdrper wie z.E 50 phien versehen lassen. 
verzinnte WeiBbleche, verzinkte Bleche, verkupferte ErfindungsgemaB wird vorteilhafterweise ein Druck- 
oder vernickelte Bleche oder Metall-Kunststoff-Kom- strahlverfahren mit mehreren DQsen eingesetzt, bei 
posite wie z. B. geklebte oder aufextrudierte Metallfo- dem der Strahldruck im Bereich von 0^ bis 2 bar, vor- 
lien auf einer Kunststoffolie oder kaschierte Metallfo- zugsweise von 0,6 bis 1,5 bar, liegt Das Druckstrahlen 
lien auf Papiermassen eingesetzt werden. Insbesondere 55 wird in DIN 8200 beschrieben. Der Abstand der Duse 



Grundkdrper aus gewalztem Aluminium und gewaJzten 
Aiuminiumlegierungen vertragen ublicherweise nur ei- 
ne Temperaturbelastung bis etwa 180°C ohne Beein- 
trachtigung der Festigkeit und Harte, da bei noch hohe- 
rer Temperatur ein WeichglQhen stattfindet 

Als Kunststoffe fur Grundkorper kdnnen vorzugs- 
weise thermoplastische Polyester verwendet werden, 
wobei polyethylenterephthalathaltige Homo- und Co- 
polymere sowie Mischungen davon mit anderen Poly- 



von dem Grundkorper liegt im Bereich von 30 bis 
200 mm, vorzugsweise von 50 bis 80 mm. Als Strahlmit- 
tel sind scharfkantige Strahlmittel besonders geeignet, 
insbesondere mineralische Strahlmittel wie AI2O3 mit 
60 einer KorngroBe im Bereich von 10 bis 100 um, vorzugs- 
weise von 20 bis 50 um. Die Strahlmittelmenge betragt 
dabei 200 bis 1200 g je m 2 des Grundkdrpers, wobei 
diese gleichbleibend dosiert wird 



Ein weiteres alternative Sandstrahlverfahren, das 
estern oder Polyamiden besonders geeignet sind. Die $5 Strahlen mit sogenannten Schleuderradern wie in DIN 
Kunststoffe kdnnen ferner noch FQllstoffe in einer Men- 8200 definiert, wird ebenfalls erfindungsgemaB beson- 
ge von bis zu 5 Gew.-% enthalten, wobei anorganische ders vorteilhaft eingesetzt Es werden ein oder mehrere 
FQllstoffe wie Tonerde, Titandioxid und/oder Alumini- Schleuderrader gleichmSBig dosiert mit Strahlmittel be- 
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auf schlagt Als Strahlmittel and scharfkantige minerali- stfitzen den ProzeB der Warmeableitung besonders wir- 
sche Strahlmittel, metallische Strahlmittel wie z.B. kungsvoH Die erwarmten FlieBmedien werden vorteil- 
spratzige oder kantige Edelstahlpulver oder auch ab- haft in einem Kreislaufkuhlsystem nach dem Verlassen 
riebfestes Kunststoffgranulat in einem KorngroBenbe- der Behandlungswalzen ruckgekuhlt Weitere Walzen 
reich von 10 bis 500 jim geeignet Die Schleuderrader s dienen insbesondere zum formschlOssigen Anlegen des 
sind in ihrer Leithulsenausf Qhrung und in der Schaufel- Grundkdrpers an die Behandlungswalzen. 
ausbildungso gestaltet,daB eingleichfdrmigeshomoge- Die Plasmaspritzgerate sind vorteilhaft parallel zur 
nes groBflachiges Strahlbild in einer Breite bis zu Richtung Z angeordnet Der Abstand der Plasmaspritz- 
1000 mm entsteht Die Strahlmittelmenge betragt dabei gerate in Richtung Z wird durch die beeinfluBbare Plas- 
200 bis 3000 g, vorzugsweise 500 bis 1500 g je m 2 io maspritzstrahlbreite und die Plasmaspritzstrahlgeome- 
Grundkdrper. trie vorgegeben und betragt mehr als 10 mm fflr die 

Die Strahlmittel aus beiden Verfahrensschritten wer- relativ dick und gleichmaBig in einem SchuB eines Plas- 
denkontinuierlich durch Entfernung von Staubpartiketo maspritzgerates aufgebrachte Spritzschicht, vorzugs- 
aufbereitet Die anfallenden Reststoffe konnen im Stoff- weise 20—50 mm. Die Plasmaspritzgerate sind beson- 
kreislauf sortenrein zurQckgefuhrt werden. Die sich auf is ders vorteilhaft auf mehrere Behandlungsrollen verteilt, 
den Grundkdrpern befindlichen Staube werden abge- dadurch wird der Abstand der Plasmaspritzgerate in 
saugt und ebenfalls in diesen Kreislauf einbezogen. Richtung Z um den Faktor der Anzahl der Behandlungs- 

Eine Kombination der beschriebenen Mikroaufrauh- walzen erhdht Die uber einer Behandlungswalze ange- 
verfahren ist ebenfalls erfindungsgemaB mdglich. So ist ordneten Plasmaspritzgerate konnen auch abwechselnd 
ein Mikroaufrauhverfahren Z.B. als Walz- und/oder 20 versetzt sein. 

Pragevorgang-Druckstrahlen, Walz- und/oder Prage- Die Plasmaspritzgerate sind erfindungsgemaB beson- 
vorgang-, Schleuderradstrahlen oder Schleuderrad- ders vorteilhaft in fester Position zur Richtung Z ange- 
strahlen-Druckstrahlen von wirtschaftlicher und techni- ordnet Gerade fur besonders dunne und temperatur- 
scherBedeutung. empfindliche Folien wie z. B. Kunststoffolien oder bei 

Der Grundkdrper kann vor dem Plasmabeschichten 25 hochstenBandgeschwindigkeitenkannjedocheineHin- 
mechanisch in mindestens einer Richtung gedehnt wer- und Herbewegung der Plasmaspritzgerate in Richtung 
den. Die Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- Z wahrend des Betriebs von Vorteil sein. 
pers kann auch mindestens eine Einrichtung zum Ablan- Bei einer Unterbrechung des Transports des Grund- 
gen oder/und Formatieren des Grundkdrpers aufwei- kdrpers in Richtung X kdnnen die Plasmaspritzgerate 
sen; sie kann zusatzlich mindestens eine Heiz-oder/und 30 vorteilhaft von der Behandlungswalze abgeschwenkt 
Kuhleinrichtung aufweisen. werden. Der Abstand vom Gasaustritt an der Unterkan- 

Der mikrogerauhte Grundkorper, der vorzugsweise te der Plasmaspritzgerate zur Oberflache des Grund- 
aus dunnen bandfdrmigen Folien besteht, kann in dem kdrpers betragt vorzugsweise 40 bis 200 mm, besonders 
nachfolgenden Schritt einer Beschichtungsstation mit bevorzugt50bisl00mm. 

mindestens einem Mehrkathodenlanglichtbogenplas- 35 Der thermische ProzeB, das Plasmaspritzen, kann mit 
maspritzgerat zugefuhrt werden. einem Mehrkathodenlanglichtbogenpiasmaspritegerat 

Der mikrogerauhte Grundkdrper, der vorzugsweise mit indirektem Plasmatron mit mindestens zwei elek- 
eine Breite > 100 mm aufweist, wird kontinuierlich zur trisch voneinander getrennten Kathoden in einer vor- 
Plasmaspritzbeschichtung durch einen EinlaB in eine zugsweise ringfdrmigen Anordnung um den Plasmaka- 
SchaU- und Blendschutzhaube und durch einen AuslaB ao nal vorgenommen werden. Der Plasmakanal wird durch 
ins Freie gefflhrt Der EinlaB und der AuslaB sind bevor- mehrere voneinander elektrisch isolierte Neutroden 
zugt so gestaltet, daB die Schallemission bei kontinuier- und mindestens einer sich anschlieflenden Anode gebil- 
lichem Betrieb in dem Raum auBerhalb der Schall- det Der annaherad rohrfarmige Plasmakanal besitzt ei- 
schutzkabine 85 dB (A) unterschreitet nen Durchmesser von etwa 6 bis 20 nun, bevorzugt von 

In dem Behandlungsschritt Plasmaspritzen wird der 45 8 bis 15 mm und eine Lange von mindestens 20 mm, 
Grundkorper Ober eine oder mehrere Behandlungswal- bevorzugt von 30 bis 80 mm, besonders bevorzugt von 
zen mit einer Geschwindigkeit im Bereich von 10 bis 32 bis 70 mm. Diese Anordnung laBt sich besonders gut 
200 m/min in Richtung X unter dem heiBen Gasstrahl zum Erhitzen von plasmabildenden Gasen oder Gasmi- 
der Plasmaspritzgerate bewegt schungen, die durch einen Ringkanal zugegeben werden 

Eine Verwendung von mehreren Plasmaspritzgeraten 50 kdnnen, nutzen. Gasmischungen aus den bevorzugten 
ist fflr eine Serienfertigung notwendig; die Zahl der Gasen Argon und Helium, die im Vergieich zu Molekul- 
Plasmaspritzgerate wird wesentlich von der Breite des gasen wie H* N2 usw. bei gleicher Enthalpie eine hohere 
Grundkdrpers und der Bewegung bzw. festen Positio- Temperatur aufweisen, lassen sich erfindungsgemaB be- 
nierung der Plasmaspritzgerate wahrend des Beschich- sonders gut nutzen, wobei der Heliumanteil 5 bis 50 
tensbestimmtundkannbeispielsweise2,6,12 > 24,36 > 48 55 VoL-%, bevorzugt 10 bis 40 VoL-% betragt 
und 64 betragen. So kann bei einer besonders vorteilhaf- Bevorzugt wird die elektrische Leistung in Hdhe yon 
ten Verwendung der Grundkdrper mit z. B. 40 stationar etwa 10 bis 30 kW in Form von Gleichstrom appliziert 
arbeitenden Plasmaspritzgeraten auf einer Bandbreite Die Stromstarke, gemessen als Gesamtstrom, kann vor- 
von 1200 mm Uber die gesamte Bandbreite beschichtet zugsweise 200 bis 500 A betragen. Durch einen Strom- 
werden. 60 teiler kann der Strom auf der Kathodenseite in zwei 

Die Behandlungswalzen, die aus Stahl, Aluminium- oder mehr Teilstrdme entsprechend der Anzahl der Ka- 
oder sonstigen Metallegierungen bestehen kdnnen, ha- thoden aufgeteilt werden. Der Anodenring kann so ge- 
ben erfindungsgemaB die Aufgabe, die Warme aus dem staltet sein, daB das Spritzpulver - bevorzugt in die 
thermischen ProzeB, mit der der Grundkdrper zwangs- Anode - durch ein oder mehrere Offnungen von vor- 
iaufigbeaufscmagtwird,aufzunehmeiLWanneableiten- 65 zugsweise 0^ bis 3^ mm, insbesondere 1 bis 2^ mm 
de FlieBmedien wie z. B. Wasser, die in FlieBrichtung mit Durchmesser mit Hilfe von TOgergasen in emem Win- 
FUeBgeschwindigkeiten bis zu 5 m/s, bevorzugt 0^ bis kel von +70° bis -30°, bezogen auf die Achse senk- 
3 m/s, durch den Walzenkdrper gefflhrt werden, unter- recht zur Strahlachse eingegeben wird. Die Anzahl der 
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Bohrungen entspricht vorteilhafterweise der Anzahl der 120 pm oder sogar ilber 300 ym gespritzt werden. Dicke 

Kathoden oder ist mit ganzen Zahlen multipliziert Die Schichten konnen es erfordertich machen, dafi uber 

Spritzpulvermenge wird kann durch eine oder raehrere mehrere Anordnungen von Plasmaspritzgeraten meh- 

Pulverdosiereinrichtungen gleichmaBig mit einer Men- rere Einzelschichten Gbereinandergelagert werden, um 

gentoleranz <|±5| Gew.-% vorgegebea Die Gesamt- 5 die erforderliche Dicke zu erzielea Dicke Schichten 

pulvermenge kann vorteilhaft durch einen Pulverteiler sind insbesondere erfordertich, wenn der Grundkdrper 

in mindestens zwei bevorzugt gleich groBe Teilmengen in einem anschiiefienden Schritt entfernt werden soil 

aufgeteilt werdea Im Bedarfefall, insbesondere bei Ver- beispielsweise durch AblSsen, AuflSsen oder Abtragea 

wendung metaliischer Pulver, ist unter Schutzgas oder Die erfindungsgemaBen Schichten enthalten Gblicher- 

Vakuum zu arbeitea 10 weise einen hohen Anteil an niherungsweise fladenfdr- 

Die pulverfdrmigen keramischen Spritzpulver sind in migen Gebilden, die nebeneinander und ggf. auch flber- 

ihrer chemischen und morphologischen Zusammenset- einander gelagert sind und eine pordse oder nahezu 

zung in DIN 32 529, Ausgabe 4/1991, spezifiziert Der dichte Schicht ergebea Die Schicht und insbesondere 

Grundkdrper kann mit einem Material reich an einem ihre Oberfltche kann einen Anteil an vorwiegend klei- 

Oxid, Silicat, Titanat, Bond, Carbid, Nitrid, Metall, Me- 15 nen, annahernd kugelfdrmigen Gebilden aufweisea Der 

tall-Legierungoder/undanorganischem Pigment, insbe- Anteil an vorwiegend kieinen, annahernd kugelfdrmi- 

sondere an Aluminiumoxid, Spinell, Titanborid, AJumi- gen Gebilden an der Gesamtzahl der aufgebrachten ein- 

nium, Nickel Kupfer, Nickel-haltiger Legierung oder zelnen Gebilde betragt mindestens 5%, vorzugsweise 

Kupfer-haltiger Legierung beschichtet werden. Erfin- mindestens 10%, besonders bevorzugt 30%, ganz be- 

dungsgeraaS werden zur Erzeugung der feinen Schicht 20 sonders bevorzugt mindestens 50%. 

Pulver oder Pulvergemische mit KorngrdBen von < Die Schichtdicke kann gravimetrisch aus der Diffe- 

60 pjn, bevorzugt von < 32 jim, besonders bevorzugt < renz der Wagungen des beschichteten Grundk6rpers 

24 jun, eingesetzt, gemessen nach der Methode der La- abzuglich des unbeschichteten oder bevorzugt durch 

serlichtbeugung Microtraa Die keramischen Pulver und mindestens drei Querschliffe und mikroskopische Beur- 

Pulvergemische konnen auch Materialien wie Titanate, 25 teilung bestimmt werden. Die Haftfestigkeit kann da- 

Silikate oder/und Spinelle enthalten und liegen bevor- durch ermittelt werden, daB ein Klebestreifen auf den 

zugt als geschxnolzene oder gesinterte und gegebenen- beschichteten Grundkdrper angepreBt und danach 

falls auch gebrochene Korner im blockigen Zustand vor. ruckartig senkrecht zu der Beschichtungsoberflache ab- 

Bevorzugt liegt die KorngrdBenverteilung dieses Pul- gezogen wird. Dabei darf das Beschichtungsmaterial an 

vers oder Pulvergemisches vorwiegend im GrdBenbe- 30 der Klebeschicht nicht an haften bleibea In einem wei- 

reich von 3 bis 12 pm, bestimmt nach der Laserlichtbeu- teren Test zur Haftfestigkeitsprufung dQrfen durch Bie- 

gung Microtraa Bei dieser bevorzugten KorngrdBen- gen des GrundkSrpers um 90° die Schichten nicht ab- 

verteilung konnen Kdrnungsanteile von ^ 3 jun als Un- platzen, wobei der Radius von der Dicke des Grundkor- 

terkorn in Mengen von £ 15 VoL-% und von > 12 jim pers abhangt und z. B. bei einer Dicke von 0,3 mm vor- 

als Oberkorn in Mengen von £ 15 VoL-% vorhanden 35 zugsweise einen Radius in der GroBenordnung von 

sein. 1 mm aufweist 

Im Rahmen der Erfmdung ist es ferner mdglich, von Die Topographie und die Dicke der Schicht auf den 

einer agglomerierten Kornung aus keramischen und or- Grundkdrpern kann so gestaltet werden, daB die Plas- 

ganischen Bindern wie z. B. Polyvinylalkohol auszuge- maspritzschicht als Funkdonsschicht z. B. als Ver- 

hea Die Agglomerierung wird vorteilhaft durch einen 40 schleiBschicht, zur Aufnahme von Lacken oder Klebe- 

Verdusungsvorgang mit anschlieBender Trocknung schichten, zur Verwendung direkt als Katalysator, zur 

und/oder Sichtung vorgenommea Die Agglomeratgro- Aufbringung von Katalysatoren, zur Herstellung von 

Be betragt vorzugsweise 5 bis 100 jim, insbesondere 10 Katalysatoren oder von Vorrichtungen zur Katalyse 

bis 60 jim, wobei entsprechendes Unter- und Oberkorn von chemischen Reaktionen oder zur Herstellung von 

vorhanden sein kann. Die Kdrnungen im Agglomerat 45 Feuchtmittelfuhrungen in der Drucktechnik, vor allem 

weisen insbesondere eine Korngrt>Be von S 12 jun auf, Offsetdruckplatten, Verwendung findet 

bevorzugt von < 6 besonders bevorzugt von etwa Die erfindungsgemaB aufgetragene keramische oder 

0^5 bis 3 pja metallkeramische Schicht besitzt Eigenschaften, die bei 

Darilberhinaus ist es von Vorteil, mechanische Mi- einer Verwendung als Funktions- oder Multifunktions- 

schungen oder agglomerierte K6rnungen der beschrie- 50 schicht von entscheidender Bedeutung sind. So ist sie, 

benen Art, die aus Einzelkornungen aus Keramik und bedingt durch die Restporositat, geeignet, Katalysato- 

Metall wie z. B. AI2O3— Al, AI2O3— MgO-Aluminiumle- ren aufzunehmen, direkt als Katalysator zu wirken oder 

gierung oder keramische Agglomerate mit Metallum- als dunne VerschleiBschutzschicht a a. zur Aufnahme 

hullung zu verwenden, wobei der metallische Anteil in von dOnnen Decklackschichten zu dienea Sie kann hy- 

dem Plasmastrahl zum Teil oder vdllig oxidiert werden 55 drophil und gegen Feuchtemittel korrosionsbestandig 

kana seia Ferner erfOllt sie mehrere Funktionen, die bei der 

Eine beliebige Kombination aus blockigen, agglome- Verwendung als hydrophile Schicht und einer anschlie- 

rierten oder/und verdiisten Pulvera ist ebenfaDs mog- Benden Beschichtung mit lichtempfindlichen Harzen ztu* 

lich. Vorzugsweise wird zur Erzeugung einer dflnnen Verwendung als Offsetdruckplatten von positiver Wir- 

haftfesten Schicht ein Pulver oder ein Puivergemisch 60 kungsind. 

mit einer bimodalen oder multimodalen KorngrdBen- Aus dem Zusammenwirken von Mikroaufrauhung, 

verteilung benutzt Plasmaspritzen mit einem Langlichtbogenplasmaspritz- 

Unter dem Begriff dttnne Schichten sind Schichten zu gerat und verwendetem Spritzpulver werden erfin- 

verstehen, die eine mittlere Dicke von 0,1 bis 20 pm, dungsgemaB Schichten auf dem Grundkdrper erzeugt, 

bevorzugt von 0^ bis 8 ^m, besonders bevorzugt von 65 die zur Verwendung fQr Druckplatten eine Rauheit mit 

0,4 bis 5 jim aufweisea Andererseits kann es fQr be- einer Rauhdefe R 2 nach DIN 4768 in der GroBenord- 

summte Anwendungen von Vorteil sein, wenn Schich- nung von 4 bis 10 pm aufweisen, wobei die Rauheit 

ten mit einer Dicke &ber 50 jim, flber 80 \im, Qber durch fladenfdrmige, zum Teil zerklQftete Gebilde von 
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meistens mehr als5 jim oder mehr als 10 urn GroBe und zeichnungsmaterialien, Ldsungsmitteta und polymeren 

besonders vorteilhaft durch eine Vielzahl von gerunde- Bindemhteln oder sonstigen Substanzen wie Farbstof- 

ten und runden Spritztrdpfchen vorwiegend in der Gro- fen, Farbbildnern u. a. aufgetragen. 

fie von 0,5 bis 3 urn, die haftfest mit der Beschichtung als Als strahlungsempfindliche Substanzen in den Auf- 

gieichmifiigverteilteKornstreuungverbundensindtge- 5 zeichnungsmaterialien werden insbesondere Diazo- 

bildet wird Fur etliche andere Anwendungen der be- niumsalze verwendet, z. B. Derivate der 1,2-Naphthoch- 

schichteten Grundkdrper kdnnen die Oberfkchen rau- inon-2-diazid-5-sulfonsaure, bevorzugt als Ester, bzw. 

her ausgebildet sein als fur Druckplatten. Sie weisen Kondensationsprodukte kond ens atio ns fahiger aromati- 

dann meistens eine Rauhtiefe Rx von weniger als 30 ujn, scher Diazoniumsalze, z. B. von Diphenylamin-4-diazo- 

vorzugsweise von weniger als 20 pjn auf. 10 niumsalzen mit Aldehyden, bevorzugt mit Formaldehyd. 

Die so gestalteten Schichten werden zweckmaBiger- Mit besonderem VorteO werden Mischkondensations- 

weise einer Reinigung durch Abblasen oder Absaugen produkte verwendet, die aufier den Diazoeinheiten 

der nicht haftenden Staubpartikel unterzogen. Die Vor- noch andere, nicht lichtempfindliche Einheiten enthal- 

richtung zum Beschichten eines Grundkorpers kann ei- ten, die von kondensationsfihigen Verbindungen, insbe- 

ne Einrichtung zum Entfernen des Grundkdrpers von 15 sondere aromatischen Phenolen, Carbonsauren, 

der plasmagespritzten Schicht aufweisen, die insbeson- Phosphonsauren, Thiolen, Saureamiden oder -imiden 

dere zum Abldsen, Abtragen oder/und zum Aufldsen abgeieitet sind. Diese Kondensationsprodukte sind bei- 

des Grundkorpers dient spielsweise in der DE-A20 24 244 und in der DE- 

Im Rahmen der Erfindung ist es mdglich, die mit kera- A 27 39 774 beschrieben. 
mischen Schichten belegten Grundkdrper auf Produkt- 20 Die erfmdungsgemaBen Aufzeichnungsmaterialien 
grdBen durch Stanzen, Schneiden o. a. zu formatieren. enthalten weiterhin ein polymeres, wasserunldsliches, in 
Die so gewonnenen Formate kdnnen auch als klebbare waBrig-alkalischer Losung losliches oder dispergierba- 
Folien — vor allem als VerschleiBschutz — verwendet res BindemitteL Der Anteil an einer Diazoniumverbin- 
werden, beispielsweise durch Auftragen einer kleben- dung in der lichtempfindlichen Schicht liegt im allgemei- 
den Beschichtung oder einer beiderseitig klebenden Fo- 25 nen bei 5 bis 80 Gew.-%, der Anteil an polymeren Bin- 
lie auf die RQckseite des Grundkdrpers bzw. der Plas- demitteln bei 20 bis 90 Gew-% bezogen auf das Ge- 
maspritzschicht Desweiteren ist es mdglich, fiachige samtgewicht der Feststoffe in der Schicht 
Formate mit derart gestalteten Oberfiachen im Zusam- Beispiele fur porymere Bindemittel sind Polyvinyi- 
menwirken mit Schmierstoffen besonders vorteilhaft estercopolymere, Polyvinylacetale, Acryl-Methacryl- 
einzusetzen. Eine weitere erfindungsgemaBe Anwen- 30 saureesterpolymere, welche aromatische oder aliphati- 
dung ist dahingehend gegeben, daB die beschichteten sche Hydroxyl-, Carbonsaure-, Sulfonsiure-, Phosphon- 
Grundkdrper auf einen Druckzylinder als Blindplatten saure-, Saureamid- oder Imid-Einheiten enthalten, Kre- 
aufgespannt eine dauerbestandige gute Feuchtmittel- sol-Formaldehyd-Novolake oder Copolymere des Hy- 
fuhrung im Offsetdruckverfahren ergeben. drostyrols, des Hydroxyphenyl- oder Dihydroxyphenyl- 

IneinemweiterenBehandlungsschrittk6nnendiebe- 35 methacrylat- oder Dihydroxyphenylmethacrylamids, 

schichteten Grundkdrper zur Verwendung als Schicht- des Hydroxybenzyi- oder Dihydroxybenzylmethacrylat- 

trager im weiteren Herstellungsverfahren nach dem bzw.Dihydroxybenzylmethacrylamids. 

Plasmaspritzen mindestens einem weiteren Beschich- Das Aufzeidmungsmaterial wird in einem Ldsungs- 

tungsprozeB unterzogen werden. Die Beschichtung des mittelgemisch gelost, das mit den Bestandteilen des Ge- 

Grundkdrpers erfolgt vorteilhaft durch Aufschleudern, 40 misches nicht irreversibel reagiert Das Losungsmittel 

Spruhen, Tauchen, Walzen, mittels Beschichtungsdusen, ist auf das vorgesehene Beschichtungsverfahren, die 

Rakeln oder durch GieBantrag. Die aufgebrachten Mas- Schichtdicke und die Trocknungsbedingungen abzu- 

sen konnen organische L6sungen, wSsserige Losungen, stimmen. Als Ldsungsmittel geeignet sind Ketone, wie 

lichtempfindliche oder/und strahlungsempfindliche Ge- Butanon-Methylethylketon, chlorierte Kohlenwasser- 

mische oder Aufzeichnungsmaterialien enthalten. Fer- 45 stoffe, wie Trichlorethyien und 1,1,1 -Trichlorethan, Al- 

ner kann es von Vorteil sein, wenn diese Massen zusatz- kohole, wie Methanol-, Ethanol- oder Propanol, Ether, 

lich FQllstoffe wie Mineralien, amorphe Substanzen, wie Tetrahydrofuran, Glykolmonoether, wie Ethylen- 

Glaser, Keramiken, andere Hartstoffe oder Kunststoffe glykolmonoalkylether Propylenglykolmonoalkylether 

enthalten. und Ester, wie Butylacetat- und Propylenglykolmonoal- 

Als Schichttrager wird der plasmabeschichtete 50 kyletheracetat Es kdnnen auch Gemische verwendet 

Grundkdrper bezeichnet, der mit einer weiteren Schicht werden, die zudem noch fur spezielle Zwecke Ldsungs- 

belegt werden kann. mittel wie Acetonitril, Dioxan, Dimethylacetamid, Di- 

Ein entsprechend beschichteter Grundkdrper mit hy- methysuifoxid oder Wasser enthalten konnen. Glykol- 

drophilen Eigenschaften kann als Schichttrager mit monomethylether, Ethylenglykolmonomethylether und 

lichtempfindlichen oder strahlungsempfindlichen Gemi- 55 Propylenglykolmonomethylether sind besonders bevor- 

schen oder Aufzeichnungsmaterialien z. B. als Offset- zugt 

druckplatte verwendet werdeiL Ferner werden den Gemischen oft noch andere Sub- 

Als Schichttrager kann fur diesen Verwendungs- stanzen zur Verbesserung der Eigenschaften wie Che- 

zweck der beschichtete, unbehandelte Grundkdrper mikalienbestandigkeit, Haftung, Farbung oder Farban- 

verwendet werden. In einer anderen Ausgestaltung als 60 derung bei weiteren Behandlungsschritten zugegeben. 

Offsetdruckplatte kann der Schichttrager einer zusatzli- Es sind dies z. B. Polyglykole, Fluor- oder Siliconadditi- 
chen chemischen Behandlung nach einem trockenen ve, UV-Absorber, Weichmacher, Indikatorfarbstoffe, 

oder naBchemischen Verfahren z.B. mit Polyvinyl- Farbstoffe, Pigmente und Farbbildner. Verbindungen 

phosphorsaure, Silikaten, Phosphaten, Hexafluorzirko- mit Saurecharakter wie Mineralsauren und organische 
naten oder/und hydrolisiertem Tetraethylorlosilikat un- 65 Sauren zur Diazostabilisierung kdnnen ebenf alls enthal- 

terworfensein. ten sein. 

Auf den behandelten oder unbehandelten Schichttra- Diese Auftragsmassen werden in solchen Mengen 
ger werden Gemische aus strahlungsempfindlichen Auf- aufgetragen, daB auf dem Schichttrager nach einer 
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Trocknung in einem zweckmaBigerweise in der Linie kunststoff- oder aus hoch- und niederschmelzendem 

angeordneten Durchlaufumlufttrockner bei Temperatu- Metall wie z. B. Stahl mit Zinn oder wie Verbundwerk- 

ren von 70 bis 140° C bei einer Durchlaufzeit von 0,5 bis stoffe mit Bestandteilen von sehr unterschiedlichen Ei- 

4 min eine getrocknete fest haftende Beschichtung ent- genschaften vorteiihaft beschichtet werden. Weitere 

steht, die bevorzugt eine Schichtmasse von 0,5 bis 5 Vorteile bei dieser Art der Betriebsweise konnten da- 

3g/m 2 hat durch erreicht werden, daB die Emission durch Larmbe- 

Nach diesem ProzeB konnen die Druckpiatten auf lastung besonders gesenkt wird, z. B. auf 82 dB (A) bei 

ihre endgultige GroBe aus dem bandfdrmigen Material einem einzelnen PlasmaspritzgerSt, mit der Folge, daB 

zugeschnitten werdea Die Platten haben eine solche bei der Verwendung von mebreren soicher Plasma- 

Ebenheit, daB sie in einem Vakuumkontakt-Kopierrah- \q spritzgerate die LarmdammaBnahmen so reduziert wer- 

men durch eine Filmvoriage hindurch bestrahlt werden den konnen, daB es mdglich wird, die Grundkorper kon- 

konnen. Die Alkalibestandigkeit ist besonders gut, so tinuierlich durch Offnungen in der Schallschutzkabine 

daB mit einer waBrig-alkaiischen Losung die Druckmu- zuzufQhren. Ferner ist es durch die geringere Larmemis- 

ster entwickeit werden kdnnen. sion mdglich, kurzzeitige WartungsmaBnahmen durch 

Die Platten kdnnen vorteiihaft konserviert werden. 15 Personal in der Schallschutzkabine gefahrlos vorzuneh- 

Eine zusatzliche Warmebehandlung zur Aushartung der men, ohne den Betrieb der Plasmaspritzgerate und der 

Schicht ist ebenf alls moglich. ubrigen Anlage zu unterbrechen mit der Folge von An- 

Die erfindungsgemaB hergestellten Druckpiatten er- und Abfahrverlusten. 
geben in der Druckmaschine ein gutes Freilaufverhal- 

ten, gute WasserfOhrung und eine besonders gute Wie- 20 Beispiele 
dergabe der Feinlinien und Rasterpunkte, so daB im 

FOGRA-UGRA-Offset-Testkeil 1982 die Keilstufe 4 of- Beispiel 1 
fen ist, eine Wiedergabe der Kreislinien bei 10 urn im 

gedeckten Zustand erfolgt und im off enen Zustand be- Ein matt gewalztes, von Walzschmiermitteln befreites 

reits bei 8 jim erreicht ist 25 Aluminiumfolienband mit einer Dicke von 300 ^m und 

Ferner zeichnet die Platten eine gute Wasserfuhrung einer Breite von 1200 mm, Wandstarke Nn 30205, mit 

im Nichtbildstellenanteil und eine besonders hohe Auf- einer Rauheit gemessen als Mittenrauhwert Ra nach 

lagenstabilitat aus. Eine zusatzliche Warmebehandlung DIN 4768 von 0,2 bis 0,45 [ixn, bezogen auf Mittelwerte 

des Druckmusters bei etwa 200 bis 250°C kann die Auf- von jeweils 10 Messungen, wurde in einem ersten Ar- 

lagestabilitat um 300 bis 500% erhdhen. 30 beitsschritt einem SandstrahlprozeB zur Mikroaufrau- 

Bei Versuchen mit einem Mehrkathodenlanglichtbo- hung nach dem Druckstrahlverfahren unterzogen. Als 

genpiasmaspritzgerat, wie es in Fig. 2 dargestellt ist, Strahlmittel wurde ein geschmolzenes und gebrochenes 

wurde unter verschiedenen Betriebsbedingungen ttber- scharfkantiges Aluminiumoxidpulver verwendet mit ei- 

raschend gefunden, daB sich besonders dtlnne, flexible nem AhCVGehalt von 99 Gew.-°/o, das eine KorngrdBe 

und abriebbestSndige Beschichtungen mit geringen 3s von 12 bis 40 jun mit einem Ober- bzw. Unterkornanteil 

Schichtdickentoleranzen ohne mechanische Bearbei- von ca. 5% hatte, gemessen nach der Methode der La- 

tung besonders vorteiihaft herstellen lassen. Ferner serlichtbeugung von Microtrac. Das Strahlmittel wurde 

wurde bei den Versuchen uberraschend gefunden, daB mit einer mechanischen Dosiervorrichtung gleichformig 

nicht nur die positiven Eigenschaften des stationaren in Mengen von 550 gjera 2 Aluminiumfolienband auf ge- 

Langlichtbogens im Vergleich zu Plasmaspritzgeraten 40 geben und mit Druckluf t von 0,6 bar beschleunigt Das 

mit instationarem Kurzlichtbogen sich in einem besse- Strahlmittel konnte nach einem Sichtungsvorgang, in 

ren Aufschmelzverhalten niederschlugen, sondern bei dem die Kdrnung < 3 \un entfernt wurde, wiederver- 

einem stationaren Lichtbogen sich auch besonders gut wendet werden. Durch den SandstrahlprozeB entstand 

die einzelnen anodischen FuBpunkte des Mehrkatho- eine feinkornige Oberflache, deren Topographie nach 

denplasmaspritzgerats zum Einbringen von pulverfor- 45 DIN 4761 "OberfiachenatIas , \ Seite 143, "Stein", zu defi- 

migen keramischen Werkstoffen im Bereich der Anode nieren war. Die Oberflache hatte eine Rauheit gemessen 

bzw. der Anoden eignen. Durch die Eintragung des Pul- als Mittenrauhwert Ra nach DIN 4768 von 03 bis 

vers im Bereich der Anode, z, B. uber ein oder mehrere 1^ \un, bezogen auf Mittelwerte Qber jeweils zehn 

Bohrungen, die insbesondere dort auf die Positionen der MeBwerte. 

FuBpunkte des Lichtbogens gerichtet sind, konnte der 50 Nach dem Mikroaufrauhen wurde die Oberflache 

flachige Auftrag des Pulvers so gestaltet werden, daB durch Absaugen des lose anhaftenden Staubes gerei- 

ein besonders gleichmaBiges,groBfltchiges und gut auf- nigt Das gereinigte Folienband wurde dann in einem 

geschmolzenes Auftragsbild erhalten wird, das vor al- nachsten Verfahrensschritt durch Erhitzen des Spritz- 

lem zur Auftragung auf groBflachigen Grundkdrpern pulvers in einem heiBen Piasmastrahl und durch Auf- 

geeignet ist Ein weiterer Effekt, der sich positiv bei der 55 spritzen auf die mikrogerauhte Oberflache mit einer 

Beschichtung bemerkbar macht, wurde dadurch er- Plasmaspritzschicht flberzogen. Bei diesem Verfahrens- 

reicht, daB die elektrische Leistung zur Erzeugung des schritt wurde das Folienband durch zwei Behandlungs- 

Gasstrahls bei einer besonders guten Aufschmelzung walzen, die elektrisch angetrieben waren, mit einer 

des Pulvers im Vergleich zu den instationaren Kurz- gleichbleibenden Geschwindigkeit von 50 m/min unter 

lichtbogenplasmaspritzgeraten wesentlich herabgesetzt eo den heiBen Gasstrahlen hindurchbewegt Die Behand- 

werden konnte. Die mit diesem Effekt verbundene ge- lungswalzen wurden mit Wasser von einer Temperatur 

ringere Warmeeinbringung in den Foliengrundkdrper von etwa 15°C mit einer Geschwindigkeit von etwa 

macht sich generell positiv in Form geringerer notwen- 2 m/s durchstrdmt Das Folienband wurde durch drei 

diger Kuhlleistung bemerkbar, so daB sich besonders weitere Walzen so gefOhrt, daB das Folienband auf einer 

Foliengrundkdrper, die sich im GefQge bei Temperatur- 65 Lange von etwa 03 m mit einer Kraft von 10 N an den 

belastung verandern oder besonders tempera turemp- Behandlungs walzen anlag. 

findliche Foliengrundkdrper wie Kunststoffolien und Der Austritt der heiBen Gase aus 40 Plasmaspritzge- 

Verbundkorper wie papierhaltige Grundkorper, Metall- raten war parallel zur Mittelachse der Behandlungswal- 
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zen angeordnet Die Plasmaspritzgerate hatten einen mittel eine erste kupf erf arbene Verfarbung zu erkennen 

Abstand Gasaustritt — Folienoberflache von 70 mm als Anzeichen fur das Auftreflen der Losung auf den 

und waren in Abstanden von 30 mm gleichmaBig flber Gnindk5rper. Eine weiteres Qualitatsmerkrnal wurde 

den zwei Behandlungsrollen verteilt Im folgenden wer- durch die Bestiramung der Rauhtiefe Rz nach DIN 4768 

den die fur jedes einzelne Piasmaspritzgerat identischen 5 erzielt Die an jewefls 10 Stellen gemessene und daraus 

BedingungenbeschriebeaDereinzelneheiBeGasstn^ gemittelte Rauhtiefe R* betrug etwa 5 bis 6 urn. Die 

wurde in einem Kanal von 40 mm Lange, gemessen als Haftfestigkeit der Schicht wurde durch ein Klebeband, 

Abstand Kathodenende — Anodenende, und einem das fest auf die Schicht angedruckt wurde und dann 

Durchmesser von 10 mm erzeugt Die elektrische Lei- senkrecht zur Oberfiache ruckartig entfernt wurde, be- 

stung von 16 kW Gleichstrom wurde flber drei ringfor- 10 stimmt An der Klebeoberflache befanden sich keine 

mig angeordnete Kathoden von 3 nun Durchmesser und abgelSsten Schichtea Durch ein Biegen ernes 30 mm 

dem Anodenring appliziert Es entstanden drei lichtbd- breiten Streif ens um 90° mit einem Radius in der Gr6- 

gen mit dezenten FuBpunkten, die sich nahezu nicht Benordnung von 1 mm konnte die Schicht nicht durch 

einbrennen und in der lichtbogenlange stationar waren. Ausbrflche Oder flachige Ablosung von der verbleiben- 

Der Nachweis der stationaren FuBpunkte wurde flber 15 den Flache entfernt werden. 

die Messung der tatsachlichen Uchtbogenspannung er- Das nach Beispiel 1 gefertigte Folienband wurde ent- 

bracht und betrug nahezu konstant 57 Volt Das zu er- sprechend den nachfolgend beschriebenen Beispielen 2 

hitzende Plasmagas bestand aus einer Mischung aus 58 bis 5 in zusatzlichen Verfahrensschritten weiterbehan- 

Volumenanteilen Argon und 42 Volumenanteilen Heli- delt 
um. Das in den ringformigen Anodenring in der Achse 20 

der Anordnung der Kathoden in einem Winkel von 90° Beispiel 2 
durch drei Bohrungen injizierte Pulver hatte eine Korn- 

grdBe D50 von 7 um, gemessen als Medianwert nach der Der mit Aluminiumoxid beschichtete Aluminiumkor- 

Methode Laserlichtbeugung "Microd-ac". Das Alumini- per wurde im folgenden Verfahrensschritt durch ein 

umoxidpulver hatte einen Ab03-Gehalt von 99,5% und 25 Tauchbad mit Polyvinylphosphorsaure geffihrt An- 

lag in geschraolzener und gebrochener blockiger Form schlieBend wurde der uberschflssige Flflssiganteil durch 

(entsprechend DIN 32 529/4-91, Bild Al) vor. Die Pul- Quetschwalzen entfernt 

verfdrdermenge betrug 6 g/min und wurde gleichmaBig In einem weiteren Verfahrensschritt wurde auf die so 

mit einer Toleranz von ± 5% durch einen mechanisch vorbehandelte Folie durch einen GieBantrag eine positi- 

angetriebenen Pulverdosierer vorgegeben, mit einem 30 ve Diazokopierschicht aufgetragen. Die Diazokopier- 

Tragergas von 5 1 Argon beschleunigt und durch einen schicht hatte folgende Zusammensetzung: 5 Gew.-% 

Pulverteiler in drei gleichgroBe Teilstrome aufgeteilt Kresol-Formaldehyd-Novolakharz mit einer Hydroxyl- 

Der heiBe, das geschmolzene Purver transportierende zahl von 420 nach DIN 53 783 und DIN 53 240 (entspre- 

Gasstrahl erzeugte auf dem Grundkorper eine Tempe- chend einem Hydroxylgruppengehalt von 7,5 mmol/g 

ratur von weniger als 160° Q gemessen mit Temperatur- 35 und einem mittleren Molekulargewicht M w von 10000 

meBstreif en, die auf die Rflckseite des Folienbandes ge- (bestimmt durch Gelpermeationschromatographie 

klebt warea Die Zugfestigkeit des Aluminiumfolienban- GPC mit einem Polystyrol-Standard), 1,2 Gew.-% Ver- 

des von 160 MPa/mm 2 wurde durch den WarmeeinfluB esterungsprodukt aus 3 mol 1,2 Naphthochinon-2-dia- 

nicht negativ beeinfluBt zid-5-sulfonylchlorid und 1 mol 2^,4-Trihydroxybenzop- 

Die durch den Gasstrahl erzeugte Larmemission be- 40 henon, 0,15 Gew.-% l^-Naphthochinon-2-diazid-4-sul- 

trug 85 dB (A) pro GasstrahL 40 Plasmaspritzgerate ver- fonylchlorid, 0,1 Gew.-% Viktoriareinblau (GL 44045), 

ursachten eine Larmemission von 101 dB (A), gemessen 93,55 Gew.-% Gemisch aus Butanon und Propylengly- 

in der die Plasmaspritzvorrichtung umhullenden Larm- kolmonomethylether (40/60). Die aufgebrachte Kopier- 

schutzkabine. Ein Betreten der Larmschutzkabine zu schicht wurde in einem Durchlaufumlufttrockner bei 

kurzzeitigen Wartungsarbeiten war mit einem Gehdr- 45 125°C getrocknet Die getrocknete Kopierschicht hatte 

schutz nach DIN 32 760 mdglich. AuBerhalb der Larm- ein Gewicht von 2,4 g/m 2 . 

schutzkabine, die aus einem Gehause mit einer Wan- Das bandformige Material wurde auf eine GrdBe von 

dung aus einer 100 mm dicken Mineralfaserschicht be- 750 x 550 mm zugeschnitten. Die Platten fanden Ver- 

stand, wurde geraaB Unfallverhfltungsvorschrift Larm wendung als Offsetdruckplatten. Zur Erzeugung eines 

nach DIN 45 630 und DIN 45 635 ein Larmpegel von 50 Druckmusters wurden die Platten mit einer positiven 

80dB(A)ermittelt Testvorlage in einem Vakuum-Kontaktkopierrahmen 

Die in diesem Versuch erzeugte Schicht hatte ein Ge- durch Evakuieren kontaktiert und mit einer 5-kW-Me- 

wicht von 2 g/m 2 , bestimmt nach der Methode der °Dif- tallhalogenid-dotierten Quecksilberdampflampe im Ab- 

ferenzwagung B . Die Schicht bestand aus naherungswei- stand von 110 cm auf UGRA-K 4 belichtet Entwickelt 

se fladenfdrmigen, z.T. zerklflfteten Gebilden von vor- 55 wurde in einem Tauchbadentwicklungsgerat mit Bflr- 

wiegend 80 bis 700 um 2 Grundflache, die fiachenfdrmig sten bei einer Verarbeitungsgeschwindigkeit von 

aneinander und teilweise oder auch weitgehend fiber- 03 m/min in einem Entwicklungsbad aus 0,45 mol/1 

einander gelegt eine in etwa gleichmaBige Beiegung mit Na2Si03, 10,00 g/1 Benzoesaure und 1,00 g/1 Nonylphe- 

einer Schichtdicke von vorwiegend 0^ bis 1 um erga- nolethoxylat mit einem HLB-Wertvon 13. 
ben. Auf den flachenformigen Gebilden befanden sich 60 Die so ermittelten kopiertechnischen Eigenschaften 

fest anhaf tende runde oder gerundete Partikel von 0^ stellten sich wie folgt dar: 

bis 2 um Durchmesser in gleichmaBiger statistischer Im FOGRA-UGRA-Offset-Testkeil 1982 wurde bei der 

Verteilung. Die Oberflachenanalyse wurde in einem Ra- offenen Stufenkeilwiedergabe die Stufe 4 erreicht Die 

sterelektronenmikroskop vorgenommen. Die Schicht- Kreislinienwiedergabe im gedeckten Zustand erfolgte 
dichte wurde durch die Methode des Aufbringens einer 65 bei 10 um und im offenen Zustand bereits bei 8 um. 

sauren Kupfersulfatldsung und des Abscheidens von Die so erhaltenen Druckmuster fanden Verwendung 

Kupfer bestimmt Nach einer Einwirkungszeit von 2 bis als Druckplatten in einer Offsetdnickmaschine mit fol- 

3 Minuten war an der Oberfiache ohne optische Hufs- genden drucktechnischen Eigenschaften: Zwei flbliche 
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Feuchtmktel aus 30 VoL-% Isopropanol und 70 VoL-% 
Wasser bzw. 30 VoL-% Isopropanol, 1 VoL-% 
Phosphorsaure und 69 VoL-% Wasser zeigten keinen 
Angriff. Es lag im Vergieich zu herkommlichen Druck- 
platten kein erhdhter Feuchtmittelbedarf vor. Nach ei- 
ner Druckauflage von 300 000 Exemplaren ohne Quali- 
tatsverlust wurde der Druckversuch abgebrochen. 

Beispiel3 

Ein mit Alurainiumoxid beschichteter Aluminium- 
grundkdrper mit einem Schichtgewicht von 8 g Alurai- 
niumoxid je m 2 Grundkdrper wurde ebenfalls wie im 
Beispiei 2 in einem Tauchbad behandelt Danach wur- 
den die Platten auf eine GrdBe von 750 x 550 mm 
zugeschnitten. Die Platten fanden Verwendung als 
"BUnddruckplatte" in einer Offsetdruckmaschine. Erst 
nach einer Oberrollung von 1 Million Umdrehungen 
war ein Abrieb festzustellen. 



pierleitwalze war so gestaltet, daB die Folie urn die Wal- 
ze gelegt wurde und mit Klemmvorrichtungen ahnlich 
wie bei einem Druckzylinder fest urn den Walzenkdrper 
angelegt war. Es war mdglich, den Verschleifibelag ohne 
Ausbau der Walze zu erneuem Ferner konnten die an- 
gelegten Platten mit einem PTFE-haltigen Harz uberzo- 
gen werden zum Zwecke einer besseren Reinigung und 
einer Erhdhung der Gleitf ahigkeit 

io Vergleichsbeispiel6 



Ein Aluminiumfolienband wurde wie in Beispiei 1 aus- 
gefOhrt mit einer Dicke von 300 pm und einer Breite 
von 500 mm uber eine nicht von FlieBmedien durch- 
15 strdmte Behandlungswalze aus Stahl mit einer Ge- 
schwindigkeit von 50 m/min unter den Gasstrahlen von 
funf Einkathodenkurzlichtplasmaspritzgeraten mit in- 
stationMrem Brennverhalten vom Typ F4 nach dem 
Stand der Technik des Herstellers Plasmatechnik AG/ 
20 Sulzer Metco AG, Wohlen, Schweiz, hindurchbewegt 
Der Abstand Gasaustritt — Folienoberflache betrug 
70 mm. Die Plasmaspritzgerate waren in einem Abstand 
von 20 mm parallel zur Mittelachse der Behandlungs- 
walze angeordnet, so daB ein Bereich von 100 mm be- 
schichtet wurde. Der heiBe Gasstrahl wurde in einem 
Kanal von 7 mm Durchmesser mit einer elektrischen 
Leistung von 43 kW erzeugt Die tatsachliche lichtbo- 
genspannung des instationaren Lichtbogens betrug im 
Maximum 72 V und im Minimum 40 V und bewegte sich 
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Beispiei 4 

Das nach Beispiei 1 gefertigte Folienband wurde, je- 
doch ohne den Verfahrensschritt Tauchbadimpragnie- 
rung, durch einen GieBantrag mit einer negativen Di- 
azokopierschicht versehen. Diese Diazokopierschicht 
hatte folgende Zusammensetzung: l,70Gew.-% des 
Umsetzungsproduktes eines Polyvinylbutyrals mit ei- 
nem Molekulargewicht von 70000 bis 80000, das 71 

Gew.-% Vinylbutyral, 2Gew.-% Vinylacetat und 30 in einer Frequenz von etwa 2000 Hz. Das zu erhitzende 
27 Gew.-°/o Vinyl-AJkoholeinheiten enthalt, mit Propen- Plasmagas bestand aus einer Mischung von 23 Vol.-% 
ylsulfonylisocyanat, 0,60 Gew.-% eines Diazoniumsalz- Wasserstoff und 77 VoL-% Argon. Das in einem Ab- 
Polykondensationsproduktes aus 1 mol 3-Methoxy-di- stand von 5 mm vor der Anode Qber einen Kanal von 
phenylamin-4-diazoniurasulfat und 1 moi 4,4-Bis-me- 1,8 mm Durchmesser in einer Menge von 6 g/min inji- 
thoxymethyl-diphenylether, ausgefalit als Mesitylensul- 35 zierte Aluminiumoxidpulver mit einem AJ 2 Q3-Gehalt 



fonat, 0,09Gew.-% Viktoriareinblau FGA (CI. Basic 
Blue 81) und 0,07 Gew.-% 85prozentiger Phosphorsau- 
re und 60 Gew.-% 2-Methoxyethanol und 20 Gew.-% 
Butylacetat 

Die aufgebrachte Kopierschicht wurde in einem 
Durchlaufumlufttrockner bei einer Durchlaufzeit von 
1 min bei 125° C getrocknet Das Schichtgewicht betrug 
als Trockenmasse 1 g/m 2 . Der bandfdrmige Grundkdr- 
per wurde ebenfalls auf eine GrdBe von 750 x 550 mm 



von 99,5% hatte eine Korngrdfle von < 15 um, gemes- 
sen nach der Methode des ^Coulter Counter". Es wurde 
mit einem mechanischen Pulverdosierer aufgegeben. 
Der heiBe Gasstrahl mit dem geschmolzenen Pulver 
40 erzeugte auf dem GrundkOrper eine Temperatur von 
mehr als 300° C Diese Temperatur wurde mit auf der 
Ruckseite des Grundkdrpers aufgeklebten Temperatur- 
meBstreif en bestimmt, obwohl die Behandlungsrolle un- 
mittelbar hinter den Plasmaspritzger§ten mit Druckluft 



zugeschnitten. Die Platten fanden ebenfalls Verwen- 45 gekfihlt wurde. Die Zugfestigkeit des Aluminiumfolien- 

dung als Offsetdruckplatten. Die Platten wurden, wie bandes sank jedoch deswegen von 160 MPa/mm 2 auf 

unter Beispiei 2 beschrieben, belichtet und entwickelt; 120 MPa/mm 2 . 

es wurde jedoch von einer negativen Testvorlage ausge- Die durch den Gasstrahl erzeugte Larmemission be- 
gangen und ein anderes Entwicklungsbad verwendet, trug 120 dB (A) je Gasstrahl, so daB bei fQnf Plasma- 
das folgende Zusammensetzung aufwies: 4 Gew.-% Pe- 50 spritzgeraten bereits eine Urmemission von 127 dB (A), 



largonsaure Na-Salz, 1 Gew.-% Ethylendiamintetrame- 
thylenphosphonat Na-Salz, 1 Gew.-% Phenoxethanol, 
2 Gew.-% Kaliumsilikat und 93 Gew.-% Wasser. 

Die kopiertechnischen Eigenschaften und die druck- 
technischen Eigenschaften waren vergleichbar mit de- 
nen des Beispiels 2. 



also etwa das Dreifache des einzelnen Plasmaspritzge- 
rates, erreicht wurde. 

Die nach diesem Vergleichsbeispiel erzeugte Schicht 
hatte ein Gewicht von 3 g/m 2 , bestimmt nach der Me- 
ss thode der "Differenzwagung*. Die Schichtdichte wurde 
nach der gleichen Methode wie in Beispiei 1 bestimmt 
und ergab eine Einwirkungszeit von zwei Minuten. Die 
Beispiei 5 ebenfalls an zehn Stellen gemessene und gemittelte 

Rauhtiefe Rz betrug 7 bis SJ5 urn Die Haftfestigkeit war 
Ein gemaB Beispiei 1 beschichteter Aluminiumkdrper eo identisch mit der in Beispiei 1. 



wurde mit einem Schichtgewicht von 20 g Aluminium- 
oxid je m 2 Grundkdrper versehen. Urn dieses Schichtge- 
wicht zu erreichen, wurde die Pulverfdrdermenge auf 
30 g/min erhdht und die Bandgeschwindigkeit auf 
10 m/min reduziert 

Der so mit Aluminiumoxid beschichtete Grundkdrper 
fand als ieicht wechselbarer Verschleifibelag auf einer 
Papierleitwalze aus Aluminium Verwendung. Die Pa- 



Die so beschichteten Grundkdrper wurden gemaB 
Beispiei 2 mit einer Kopierschicht Gberzogen, belichtet 
und zu einer Druckplatte entwickelt Die erhaltene 
Druckplatte hatte in den kopiertechnischen Eigenschaf- 
65 ten eine im Vergieich zu Beispiei 2 verminderte Qualitat 
Die Kreislinienwiedergabe im gedeckten Zustand er- 
folgte bei 20 una und im offenen Zustand bei 15 urn. 
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Patentansp ruche 

1. Verfahren zum Beschichten eines Grandkdrpers 
mit einer plasmagespritzten Schicht mittels eines 
im Plasma aufgeschmolzenen Spritzpulvers, da- 5 
dutch gekennzeichnet, daB das Spritzpulver fiber 
Puiverzufuhrungen im Bereich der Neutrode/Neu- 
troden, im Bereich der Anode/ Anoden oder dazwi- 
schen in einen Kanal eines Plasmaspritzgerats ein- 
gebracht wird daB mindestens ein Iichtbogen eine 10 
Lange von mindestens 20 mm mindestens zeitwei- 
lig aufweist und daB der Grundkdrper ein soge- 
nanntes Endlosband ist oder ein groBflachiges For- 
mat von mindestens 0,005 m 2 . 

2. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers 15 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB auf 
dem Grundkdrper eine Schicht aus naherungswei- 

se fladenfdrmigen Gebilden aufgebracht wird, die 
einen Anteil an vorwiegend kleinen, annShernd ku- 
gelfdrmigen Gebilden tragt 20 

3. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers 
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Anteil an vorwiegend kleinen, annahernd kugelfdr- 
migen Gebilden an der Gesamtzahl der aufge- 
brachten einzelnen Gebilde mindestens 5% be- 25 
tragt, vorzugsweise mindestens 10%, besonders be- 
vorzugt 30%, ganz besonders bevorzugt minde- 
stens 50%. 

4. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Larmschutzkabi- 30 
ne mit mindestens einem AuslaB fur den beschich- 
teten Grundkdrper eingesetzt wird und daB der aus 
der Larmschutzkabine im kontinuierlichen Betrieb 
des Beschichtens groBformatiger Grundkdrper 
dringende Larm nicht mehr als 1 10 dB (A) betragt 55 

5. Verfahren zum Beschichten eines Grundkorpers 
nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
aus der Larmschutzkabine dringende Larm nicht 
mehr als 95 dB (A), besonders bevorzugt nicht 
mehr als 85 dB (A) betragt 40 

6. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdrpers 
nach einem der Ansprtiche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Grundkdrper vorzugsweise ein 
sogenanntes Endlosband ist oder ein groBflachiges 
Format von mindestens 0,01 m 2 , besonders bevor- 4s 
zugt von mindestens 0,05 m 2 GrdBe. 

7. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdrpers 
nach einem der Ansprtiche 1 bis 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Grundkdrper eine Breite von 
mindestens 20 mm, vorzugsweise von mindestens 50 
120 mm, besonders bevorzugt von mindestens 
250 mm aufweist 

8. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdrpers 
nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Grundkdrper eine Dicke von bis 55 
zu 3 mm aufweist, vorzugsweise von 0,1 bis 0,6 mm, 
besonders bevorzugt von 0,12 bis 035 mm. 

9. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdrpers 
nach einem der Ansprtiche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Grundkdrper aus einem Metall go 
oder einer Legierung, einem Kunststoff, einem FOl- 
ler-haltigen Kunststoff, einem Papier-haltigen Ma- 
terial, einem Verbundwerkstoff oder einem Ver- 
bundkdrperbesteht 

10. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdr- 65 
pers nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Grundkdrper aus Aluminium, einer Alumi- 
niumlegierung, einer kaschierten Aluminiumfolie 



oder einer Kunststoffolie, insbesondere aus Poly- 
ester, besteht 

11. Verfahren zum Beschichten eines Grundkor- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper vor dem 
Plasmabeschichten mit einem Haftvermittler be- 
schichtet wird 

12. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper durch ein 
mechanisches Verfahren wie z. B. einen Walz- oder 
Pragevorgang, durch physikalische Verfahren wie 
Z.B. Koronaentladungen, Kondensatorentladun- 
gen oder Lichtbogenubertragungen oder durch 
Druckstrahlen, Sandstrahlen oder Bursten oder 
durch chemische Verfahren oder durch Aufbringen * 
eines Haftvermittlers mikroaufgerauht wird 

13. Verfahren zum Beschichten eines Grundkor- 
pers nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Grundkdrper durch Schleuderradstrahlen 
mikroaufgerauht wird 

14. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Grundkdrper durch eine Kombi- 
nation mehrerer Aufrauhverfahren mikroaufge- 
rauht wird 

15. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 14, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper zum Plas- 
mabeschichten eine mikroaufgerauhte Oberflache 
aufweist, bei der der Mittenrauhwert R* als Mittel- 
wert aus zehn Einzelmessungen < 4 um, vorzugs- 
weise 0.2 bis 2 >im, insbesondere 0,3 bis 1,2 um be- 
tragt 

16. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 15, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper in einer 
Larmschutzkabine geffihrt wird 

17. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 1 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper durch einen 
Schlitz in eine Larmschutzkabine eingebracht wird 

18. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Ansprtiche 1 bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper im Inneren 
der Larmschutzkabine Uber mehrere Walzen ge- 
fuhrt wird 

19. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 18, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper uber mit ei- 
nem FlieBmedium gektthlte Walzen geffihrt wird 

20. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 19, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper unter min- 
destens einer regelmaBigen Anordnung von Plas- 
maspritzgeraten beschichtet wird 

21. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 20, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper bei einem 
stationaren oder nahezu stationaren Brennverhal- 
ten des Plasmaspritzgerates beschichtet wird 

22. Verfahren zum Beschichten eines Grundkor- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 21, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper bei einem 
instationaren Brennverhalten des Plasmaspritzge- 
rates beschichtet wird 

23. Verfahren zum Beschichten eines Gmndkdr- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 22, dadurch 
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gekennzeichnet, daB der Grundkdrper mit einem 
oxidischen, silicatischen, boridischen oder nitridi- 
schen Material oder einem Gemisch dieser Mate- 
rialien beschichtet wird 

24. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdr- 5 
pers nach einem der Anspruche I bis 23, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper mit einem 
Material reich an einem Oxid, Silicat, Titanat, Borid, 
Carbid, Nitrid, MetaD, Metall-Legierung oder/und 
anorganischem Pigment, insbesondere an Alumini- 10 
umoxid SpineH Titanborid Aluminium, Nickel, 
Kupfer, Nickel-haltiger Legierung oder Kupfer- 
hal tiger Legierung beschichtet wird 

25. Verfahren zum Beschichten eines Grundkor- 
pers nach einem der Anspriiche 1 bis 24, dadurch 15 
gekennzeichnet, daB der beschichtete Grundkdr- 
per im Gasstrahl gekGhlt wird. 

26. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 1 bis 25, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper vor dem 20 
Plasmabeschichten mechanisch in mindestens einer 
Richtung gedehnt wird 

27. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspruche 1 bis 26, dadurch 
gekennzeichnet, daB der beschichtete Grundkdr- 75 
per durch einen Schlitz aus der Larmschutzkabine 
geleitetwird 

28. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 1 bis 27, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Grundkdrper von der 30 
Plasmaspritzschicht weitgehend oder ganzlich ent- 
ferntwird 

29. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 1 bis 28, dadurch 
gekennzeichnet, daB der beschichtete Grundkdr- 35 
per oder eine Plasmaspritzschicht, deren Grund- 
kdrper entfernt wurde, auf Format geschnitten 
wird 

30. Verfahren zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 1 bis 29, dadurch 40 
gekennzeichnet, daB der beschichtete Grundkdr- 
per oder eine Plasmaspritzschicht, deren Grund- 
kdrper entfernt wurde, durch Pragen, Stanzen, 
Schneiden oder ahnliche Bearbeitungsverfahren 
auf ein individuelles Format gebracht wird, mit an- 45 
deren Elementen gefflgt oder/und geformt wird 

31. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers, die mehrere Plasmaspritzgerate und minde- 
stens eine Larmschutzkabine enthalt, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Plasmaspritzgerate jeweUs 50 
mindestens eine Neutrode und mindestens eine An- 
ode zur Erzeugung eines Lichtbogens von minde- 
stens 20 mm Lange und zur Erhitzung eines Spritz- 
pulvers aufweisen, daB das Spritzpulver im Bereich 
der Anode/ Anoden oder/und im Bereich der Neu- 55 
trode/Neutroden oder/und dazwischen zugefQhrt 
wird und daB die Vorrichtung eine Einrichtung zum 
Mikroaufrauhen des Grundkdrpers enthalt, die ei- 
ne Einrichtung zur mechanischen, physikalischen 
oder strahlenden Mikroaufrauhung ist 60 
3Z Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, 
daB sie mehrere Walzen zum Fflhren des Grund- 
kdrpers enthalt 

33. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 65 
pers nach Anspruch 31 oder 32, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mindestens eine Walze durch ein 
FlieBmedium gekfihlt wird 
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34. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 33, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Plasmaspritzgerate in ei- 
ner regelmaBigen Anordnung positioniert sind 

35. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 34, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Plasmaspritzgerate fiber 
mindestens einer Walze oder mindestens einer an- 
ders geformten Fuhrungshilfe zum Fflhren des 
Grundkdrpers angeordnet sind 

36. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 35, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Larmschutzkabine minde- 
stens einen Ein la B zum Einbringen eines Grundkdr- 
pers besitzt 

37. Vorrichtung zum Beschichten ernes Grundkdr- 
pers nach einem der Anspruche 31 bis 36, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Larmschutzkabine minde- 
stens einen AuslaB zum Herausfuhren des plasma- 
beschichteten Grundkdrpers oder einer Plasma- 
spritzschicht, deren Grundkdrper entfernt wurde, 
besitzt 

38. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 37, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie eine Einrichtung zum Auf- 
bringen eines Haftvermittlers enthalt 

39. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 38, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Einrichtung zum Mikro- 
aufrauhen eine Druckstrahl-, Sandstrahi- oder 
Schleuderradstrahleinrichtung ist 

40. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspruche 31 bis 39, dadurch 
gekennzeichnet, daB in der Einrichtung zum Mikro- 
aufrauhen des Grundkdrpers mehrere Aufrauhein- 
richtungen miteinander kombiniert sind 

41. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 40, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie eine Einrichtung zum Rei- 
nigen des Grundkdrpers enthalt 

42. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 41, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie eine Einrichtung zum Be- 
schichten des plasmabeschichteten Grundkdrpers 
mit einem Haftvermittler enthalt 

43. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 42, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie eine Einrichtung zum Rei- 
nigen des plasmabeschichteten Grundkdrpers oder 
einer Plasmaspritzschicht, deren Grundkdrper ent- 
fernt wurde, enthalt 

44. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 43, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie mindestens eine Einrich- 
tung zum Ablangen oder/und Fonnatieren des 
Grundkdrpers oder/und des plasmabeschichteten 
Grundkdrpers besitzt 

45. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 44, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie eine Einrichtung zum me- 
chanischen Beanspruchen des Grundkdrpers in 
mindestens einer Richtung vor den Plasmaspritzge- 
r&ten aufweist 

46. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Anspriiche 31 bis 45, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Einrichtung zum mechani- 
schen Beanspruchen des Grundkdrpers mindestens 
eine Heiz- oder/und KQhleinrichtung aufweist 
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47. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Ansprfiche 31 bis 46, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie eine Einrichtung zum Ent- 
f ernen des Grundkorpers von der plasmagespritz- 
ten Schicht aufweist, insbesondere zum Abldsen, 5 
Abtragen oder/und zum Aufldsen des Grundkdr- 
pers. 

48. Vorrichtung zum Beschichten eines Grundkdr- 
pers nach einem der Ansprfiche 31 bis 47, dadurch 
gekennzeichnet, daB sie mindestens eine Einrich- 10 
tung zum Konditionieren der beschichteten Grund- 
korper oder einer Plasmaspritzschicht, deren 
Grundkdrper entfernt wurde, als Prfige-, Stanz-, 
Schneid- oder ahnliche Bearbeitungseinrichtung 
zur individuellen Formatierung, als Ffigeeinrich- 15 
tung zum Ffigen mit anderen Elementen oder/und 
eine Formgebungseinrichtung enthSlt 

49. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper 
hergestellt nach einem der AnsprQche 1 bis 30 zur 20 
Herstellung von Druckplatten, Blinddruckplatten 
oder Feuchtmitteiffihrungen in der Drucktechnik. 

50. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper 
hergestellt nach einem der AnsprQche 1 bis 30 zur 25 
Herstellung von verschleiBfesten Lagen und Kdr- 
pern wie z.B.auf Walzen aufspannbare VerschleiB- 
platten. 

51. Verwendung eines beschichteten Grundkorpers 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkorper 30 
hergestellt nach einem der Ansprfiche 1 bis 30 zur 
Aufnahme von Lacken, Klebeschichten oder an- 
dersartigen organischen Materialien oder Materi- 
algemischen. 

52. Verwendung eines beschichteten Grundkorpers 55 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper 
hergestellt nach einem der AnsprQche 1 bis 30 zur 
Aufbringung von Katalysatoren. 

53. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper <o 
hergestellt nach einem der AnsprQche 1 bis 30 als 
Katalysator oder zur Herstellung von Katalysato- 
ren oder/und von Vorrichtungen zur Katalyse von 
chemischen Reaktionen. 

54. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers 45 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper 
hergestellt nach einem der Ansprfiche 1 bis 30 zur 
Herstellung von aufklebbaren Folien. 

55. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper 50 
hergestellt nach einem der Ansprfiche 1 bis 30 zur 
Herstellung von Solarabsorbern in Solarkollekto- 
ren. 

56. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper 55 
hergestellt nach einem der Ansprfiche 1 bis 30 zur 
Beschichtung von Kohlenstoffkorpern. 

57. Verwendung eines beschichteten Grundkdrpers 
oder einer Plasmaspritzschicht ohne Grundkdrper 
hergestellt nach einem der Ansprfiche 1 bis 30 als so 
VerschleiBschutzschicht oder als geschmierte 
Schutzschicht 

58. Platte ffir eine Druckmaschine, die einen Grund- 
kdrper und eine plasmagespritzte Schicht enthalt, 
dadurch gekennzeichnet, daB die plasmagespritzte 55 
Schicht aus nHherungsweise fladenfdrmigen Gebil- 
den aufgebaut wird, der vorwiegend kleinere, anna- 
hernd kugelfdrmige Gebilde auflagern. 
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59. Platte nach Anspruch 58, dadurch gekennzeich- 
net, daB sie eine Druckplatte, eine Blinddruckplatte, 
eine Platte ffir eine Papierleitwalze oder eine 
Feuchtmittelffihrung ist 

6a Platte nach Anspruch 58 oder 59, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie eine Druckplatte ist, bei der 
im FOGRA-UGRA-Offset-Testkeil 1982 etwa die 
Keilstufe 4 off en ist oder/und linien von 12 oder 
8 (im StSrke erkennbar sind. 
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